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说　 　 明

为规范从业者的从业行为ꎬ 引导职业教育培训的方向ꎬ 为职业

技能鉴定提供依据ꎬ 依据 «中华人民共和国劳动法»ꎬ 适应经济社会

发展和科技进步的客观需要ꎬ 立足培育工匠精神和精益求精的敬业

风气ꎬ 人力资源社会保障部联合工业和信息化部组织有关专家ꎬ 制

定了 «半导体芯片制造工国家职业技能标准» (以下简称 «标准»)ꎮ
一、 本 «标准» 以 «中华人民共和国职业分类大典 (２０１５ 年

版)» (以下简称 «大典») 为依据ꎬ 严格按照 «国家职业技能标准

编制技术规程 (２０１８ 年版)» 有关要求ꎬ 以 “职业活动为导向、 职

业技能为核心” 为指导思想ꎬ 对半导体芯片制造工从业人员的职业

活动内容进行规范细致描述ꎬ 对各等级从业者的技能水平和理论知

识水平进行了明确规定ꎮ
二、 本 «标准» 依据有关规定将本职业分为五级 /初级工、 四级

/中级工、 三级 /高级工、 二级 /技师和一级 /高级技师五个等级ꎬ 包

括职业概况、 基本要求、 工作要求和权重表四个方面的内容ꎮ 本次

修订内容主要有以下变化:
———对工作年限的要求进行了调整ꎬ 由上一版的 “连续从事本

职业工作” 改为 “累计从事本职业工作”ꎮ 对培训要求进行了删减ꎬ
突出了培训与考评分开的要求ꎬ 注重实际操作ꎬ 避免应试教育的弊

端ꎮ
———根据芯片制造业发展变化ꎬ 增加了对五级 /初级工的要求ꎬ

便于青年职工的发展与培养ꎮ
———将上一版对设备维护保养的职业功能要求融入各相关工种

的工作内容及操作要求之中ꎮ
———增加了对相关知识要求中工艺环境与来料检查、 技能要求

中设备操作与工作程序设置的要求ꎬ 突出了本行业对净化的特殊要

求与工艺过程控制及精细加工的特点ꎮ
———增加了电子真空镀膜工的内容ꎬ 避免了工艺内容的缺失ꎮ
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———应审核专家的要求ꎬ 因台面成型工的工作内容在刻蚀、 化

学气相淀积与 «半导体分立器件和集成电路装调工国家职业技能标

准» 中的划片、 磨片中均有部分体现ꎬ 且只在少部分电力电子或个

别微波器件芯片的制造中有所应用ꎬ 不具有普遍性ꎬ 故予以删除ꎮ
———权重表也根据行业发展进行了相应的调整ꎬ 并增加了对基

础知识和相关知识要求的内容ꎮ
三、 本 «标准» 的编制工作在人力资源社会保障部职业能力建

设司、 工业和信息化部人事司的指导下ꎬ 由工业和信息化部电子通

信行业职业技能鉴定指导中心具体组织实施ꎮ 本 «标准» 起草单位:
中国电子科技集团公司第十三研究所ꎮ 主要起草人有: 潘宏菽、 苏

芳ꎮ 参与编写人有: 王同祥、 霍玉柱ꎮ
四、 本 «标准» 审定单位有: 中芯国际集成电路制造 (北京)

有限公司、 北京燕东微电子有限公司、 中国电子科技集团公司第十

三研究所、 中国电子科技集团公司第五十五研究所、 赛迪顾问股份

有限公司、 中国半导体行业协会任、 大唐联电科技有限公司、 北京

市职业技能鉴定专家委员会电子行业专业委员会委员、 中科院半导

体研究所、 北京松果电子有限公司ꎮ 主要审定人员有: 杨兵、 陈江、
李剑锋、 张彦秀、 韦仕贡、 李锁印、 彭劲松、 李珂、 任振川、 印博

文、 陶世杰、 宁瑾、 赵慧ꎮ 参与编审人员有: 黄海强、 夏铁力ꎮ
五、 本 «标准» 在制定过程中ꎬ 得到人力资源社会保障部职业

技能鉴定中心葛恒双、 陈蕾、 王小兵、 张灵芝、 贾成千、 宋晶梅等

专家的指导和大力支持ꎬ 在此一并感谢ꎮ
六、 本 «标准» 业经人力资源社会保障部、 工业和信息化部批

准ꎬ 自公布之日起施行ꎮ
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半导体芯片制造工

国家职业技能标准

１ 职业概况

１ １　 职业名称

半导体芯片制造工①

１ ２　 职业编码

６－２５－０２－０５

１ ３　 职业定义

操作外延炉、 高温氧化扩散炉、 光刻机、 淀积台②等设备ꎬ 制造

半导体分立器件、 集成电路、 传感器芯片的人员ꎮ

１ ４　 职业技能等级

本职业共设五个等级ꎬ 分别为: 五级 /初级工、 四级 /中级工、
三级 /高级工、 二级 /技师、 一级 /高级技师ꎮ

１ ５　 职业环境条件

室内ꎬ 恒温、 恒湿ꎬ 洁净ꎬ 防静电环境ꎮ

１ ６　 职业能力特征

具有一定的分析、 判断和推理能力ꎻ 能够进行语言及文字表达

１
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①

②

本职业分为外延工、 氧化扩散工、 离子注入工、 化学气相淀积工、 光刻工、 电子

真空镀膜工、 半导体器件和集成电路电镀工ꎮ
半导体芯片制造工序中ꎬ 需要使用淀积介质、 形成表面钝化层的设备ꎬ 即淀积

台ꎮ «大典» 中为 “电击台”ꎬ 在生产工艺中不需要使用ꎬ 故修改为淀积台ꎮ



和计算ꎻ 色觉、 视觉、 听觉、 嗅觉正常ꎬ 手指、 手臂灵活ꎬ 动作协

调ꎬ 知觉良好ꎮ

１ ７　 普通受教育程度

高中毕业 (或同等学力)ꎮ

１ ８　 职业技能鉴定要求

１ ８ １　 申报条件

具备以下条件之一者ꎬ 可申报五级 /初级工:
(１) 累计从事本职业或相关职业①工作 １ 年 (含) 以上ꎮ
(２) 本职业或相关职业学徒期满ꎮ
具备以下条件之一者ꎬ 可申报四级 /中级工:
(１) 取得本职业或相关职业五级 /初级工职业资格证书 (技能等

级证书) 后ꎬ 累计从事本职业或相关职业工作 ４ 年 (含) 以上ꎮ
(２) 累计从事本职业或相关职业工作 ６ 年 (含) 以上ꎮ
(３) 取得技工学校本专业②或相关专业③毕业证书 (含尚未取得

毕业证书的在校应届毕业生)ꎻ 或取得经评估论证、 以中级技能为培

养目标的中等及以上职业学校本专业或相关专业毕业证书 (含尚未

取得毕业证书的在校应届毕业生)ꎮ
具备以下条件之一者ꎬ 可申报三级 /高级工:
(１) 取得本职业或相关职业四级 /中级工职业资格证书 (技能等

级证书) 后ꎬ 累计从事本职业或相关职业工作 ５ 年 (含) 以上ꎮ
(２) 取得本职业或相关职业四级 /中级工职业资格证书 (技能等
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①

②

③

相关职业: 半导体芯片制造、 半导体分立器件和集成电路设计、 电子精密机械装

调、 真空电子器件装调等职业ꎬ 下同ꎮ
本专业: 半导体物理与器件、 微电子、 集成电路、 微系统制造等电子类专业ꎬ 下

同ꎮ
相关专业: 半导体分立器件与集成电路设计、 精密仪器、 微系统装接等电子类专

业ꎬ 下同ꎮ



级证书)ꎬ 并具有高级技工学校、 技师学院毕业证书 (含尚未取得毕

业证书的在校应届毕业生)ꎻ 或取得本职业或相关职业四级 /中级工

职业资格证书 (技能等级证书)ꎬ 并具有经评估论证、 以高级技能为

培养目标的高等职业学校本专业或相关专业毕业证书 (含尚未取得

毕业证书的在校应届毕业生)ꎮ
(３) 具有大专及以上本专业或相关专业毕业证书ꎬ 并取得本职

业或相关职业四级 /中级工职业资格证书 (技能等级证书) 后ꎬ 累计

从事本职业或相关职业工作 ２ 年 (含) 以上ꎮ
具备以下条件之一者ꎬ 可申报二级 /技师:
(１) 取得本职业或相关职业三级 /高级工职业资格证书 (技能等

级证书) 后ꎬ 累计从事本职业或相关职业工作 ４ 年 (含) 以上ꎮ
(２) 取得本职业或相关职业三级 /高级工职业资格证书的高级技

工学校、 技师学院毕业生ꎬ 累计从事本职业或相关职业工作 ３ 年

(含) 以上ꎻ 或取得本职业或相关职业预备技师证书的技师学院毕业

生ꎬ 累计从事本职业或相关职业工作 ２ 年 (含) 以上ꎮ
具备以下条件者ꎬ 可申报一级 /高级技师:
取得本职业或相关职业二级 /技师职业资格证书 (技能等级证

书) 后ꎬ 累计从事本职业或相关职业工作 ４ 年 (含) 以上ꎮ

１ ８ ２　 鉴定方式

分为理论知识考试、 技能考核以及综合评审ꎮ 理论知识考试以

笔试、 机考等方式为主ꎬ 主要考核从业人员从事本职业应掌握的基

本要求和相关知识要求ꎻ 技能考核主要采用现场操作、 模拟操作等

方式进行ꎬ 主要考核从业人员从事本职业应具备的技能水平ꎻ 综合

评审主要针对技师和高级技师ꎬ 采取审阅申报材料、 答辩等方式进

行全面评议和审查ꎮ
理论知识考试、 技能考核和综合评审均实行百分制ꎬ 成绩皆达

６０ 分 (含) 以上者为合格ꎮ
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１ ８ ３　 监考人员、 考评人员与考生配比

理论知识考试中的监考人员与考生配比不低于 １ ∶ １５ꎬ 且每个考

场不少于 ２ 名监考人员ꎻ 技能考核中的考评人员与考生配比不低于

１ ∶ ５ꎬ 且考评人员为 ３ 人以上单数ꎻ 综合评审委员为 ３ 人以上单数ꎮ

１ ８ ４　 鉴定时间

理论知识考试时间为不少于 ９０ ｍｉｎꎻ 技能考核时间不少于

１２０ ｍｉｎꎻ 综合评审时间不少于 ４０ ｍｉｎꎮ

１ ８ ５　 鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室进行ꎻ 技能考核在工厂生产现场、 实

验室或实训室ꎬ 按各工种等级的考核要求不同配备相应的设备、 工

具和材料ꎮ

４

职业编码: ６－２５－０２－０５



２ 基本要求

２ １　 职业道德

２ １ １　 职业道德基本知识

２ １ ２　 职业守则

(１) 弘扬工匠精神ꎬ 刻苦钻研业务ꎮ
(２) 尊重师长同行ꎬ 精心传授知识ꎮ
(３) 珍惜他人劳动ꎬ 崇尚职业技能ꎮ
(４) 遵守法律规章ꎬ 不忘安全生产ꎮ
(５) 提倡细致入微ꎬ 追求精益求精ꎮ
(６) 不断学习进取ꎬ 立志岗位成才ꎮ
(７) 努力探索创新ꎬ 勇于突破极限ꎮ
(８) 积淀职业功底ꎬ 引领工艺潮流ꎮ

２ ２　 基础知识

２ ２ １　 材料基础知识

(１) 半导体材料基础知识ꎮ
(２) 材料的化学基础知识ꎮ
(３) 材料的力学基础知识ꎮ
(４) 材料的光学基础知识ꎮ
(５) 材料的电磁学、 热学等基础知识ꎮ

２ ２ ２　 器件制造基础知识

(１) 晶体管原理基本知识ꎮ
(２) 半导体集成电路基本知识ꎮ
(３) 半导体器件工艺基本原理基础知识ꎮ
(４) 工艺净化基础知识ꎮ
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(５) 半导体芯片制造专业外语与中文对应基础知识ꎮ

２ ２ ３　 化学基础知识

(１) 物质结构知识ꎮ
(２) 化学元素知识ꎮ
(３) 化学反应知识ꎮ
(４) 酸碱盐知识ꎮ
(５) 化合物知识ꎮ
(６) 半导体化学知识ꎮ

２ ２ ４　 电子与电工基础知识

(１) 常用电子元器件基础知识ꎮ
(２) 电学测量与电气基础知识ꎮ
(３) 电子线路与安全用电基础知识ꎮ
(４) 常用电子测试仪器与电工工具的使用和维护知识ꎮ

２ ２ ５　 安全卫生环境保护知识

(１) 化学品安全知识ꎮ
(２) 环境保护知识ꎮ
(３) 有毒有害物防护知识ꎮ
(４) 劳动保护知识ꎮ
(５) 设备操作安全知识ꎮ
(６) 电气安全知识ꎮ
(７) 消防安全知识ꎮ
(８) 防静电基础知识ꎮ

２ ２ ６　 相关法律、 法规知识

(１) «中华人民共和国产品质量法» 相关知识ꎮ
(２) «中华人民共和国标准化法» 相关知识ꎮ
(３) «中华人民共和国计量法» 相关知识ꎮ
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(４) «中华人民共和国劳动法» 相关知识ꎮ
(５) «中华人民共和国劳动合同法» 相关知识ꎮ
(６) «中华人民共和国安全生产法» 相关知识ꎮ
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３ 工作要求

本标准对五级 /初级工、 四级 /中级工、 三级 /高级工、 二级 /技
师和一级 /高级技师的要求依次递进ꎬ 高级别涵盖低级别的要求ꎮ

３ １　 五级 /初级工

外延工考核 １、 ２、 ３ 项职业功能ꎻ 氧化扩散工考核 １、 ２、 ４ 项

职业功能ꎻ 化学气相淀积工考核 １、 ２、 ５ 项职业功能ꎻ 光刻工考核

１、 ２、 ６、 ７ 项职业功能ꎻ 离子注入工考核 １、 ２、 ８、 ９ 项职业功能ꎻ
电子真空镀膜工考核 １、 ２、 １０ 项职业功能ꎻ 半导体器件和集成电路

电镀工考核 １、 ２、 １１ 项职业功能ꎮ

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１
工
艺
环
境
处
置

１ １ 进入

洁净区前的

准备

１ １ １ 能识别厂房洁净与

非洁净区域

１ １ ２ 能识别净化工作服

与非净化工作服

１ １ ３ 能判断净化工作服

保存场所是否符合要求

１ １ ４ 能按规定着装及穿

戴洁净防护用品

１ １ ５ 能按规定风淋后进

入相应的洁净区

１ １ ６ 能杜绝非净化的纸

张、 包装物等进入洁净区

１ １ １ 净化对芯片工艺

的影响

１ １ ２ 穿着净化防护用

品的目的

１ １ ３ 净化工作服的穿

戴及保管规定

１ １ ４ 进入洁净区的要

求

１ １ ５ 洁净区管理规定
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１
工
艺
环
境
处
置

１ ２ 洁净

环境维护

１ ２ １ 能对工作面、 洁净

区的地面、 墙壁等进行清洁

１ ２ ２ 能对净化场所是否

有异味和不明液体做出判断

１ ２ ３ 能根据净化管理规

定ꎬ 对净化区内人员着装、
人数等是否符合要求做出判

断

１ ２ ４ 能检查使用设备仪

器的水、 电、 气是否在安全

范围内

１ ２ ５ 能对发现的无法处

置问题进行上报

１ ２ １ 洁净区主要的颗

粒物来源

１ ２ ２ 洁净区工作须知

１ ２ ３ 粉尘、 颗粒、 异味、
振动、 光照等对工艺影响

的基础知识

１ ２ ４ 技术安全要求须

知

２
来
料
检
查

２ １ 化学

药品、 试剂

检查

２ １ １ 能核对待使用的化

学药品、 试剂是否与文件规

定相符

２ １ ２ 能检查待使用化学

药品、 试剂的有效期限

２ １ ３ 能核对化学药品、
试剂的数量是否满足工艺与

安全要求

２ １ ４ 能对发现的不符合

工艺及安全规定的化学药

品、 试剂等进行上报

２ １ １ 化学药品、 试剂

明细表

２ １ ２ 化学药品、 试剂

的有效期限

２ １ ３ 化学药品、 试剂

领取与安全使用措施

９
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

２
来
料
检
查

２ ２ 工艺

气体检查

２ ２ １ 能检查气体压力是

否在安全范围内

２ ２ ２ 能检查气体的有效

期限

２ ２ ３ 能检查使用气体的

种类是否满足工艺与安全要

求

２ ２ １ 气体压力安全及

使用知识

２ ２ ２ 气体有效期限检

查方法

２ ３ 晶圆

片来料检查

２ ３ １ 能检查晶圆片是否

完整

２ ３ ２ 能检查晶圆片表面

是否有裂纹或大块沾污

２ ３ ３ 能核对晶圆片数量

与要求是否相符

２ ３ ４ 能分辨晶圆片正反

面

２ ３ １ 晶圆片目检方法

２ ３ ２ 晶圆片缺陷类型

判别方法

２ ３ ３ 晶圆片表观特征

２ ４ 晶圆

片清洁处理

２ ４ １ 能采用配制好的清

洗液对晶圆片进行清洗

２ ４ ２ 能在文件规定的范

围内调用晶圆片清洗工艺菜

单或工作流程

２ ４ ３ 能保证清洁处理过

程中晶圆片的完整、 无损、
无沾污

２ ４ １ 晶圆片清洁操作

指导书

２ ４ ２ 清洁处理工艺菜

单明细表

２ ４ ３ 晶圆片清洁处理

安全规程

０１
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

３
外
延
生
长

３ １ 生长

方式确认

３ １ １ 能识别衬底片类型

３ １ ２ 能识别确认外延生

长方式

３ １ ３ 能按外延生长作业

指导书的要求选择生长工作

菜单或工作流程

３ １ １ 衬底片明细表

３ １ ２ 外延生长的基本

方式

３ ２ 工艺

操作

３ ２ １ 能识读外延设备的

运行参数

３ ２ ２ 能判断外延洁净条

件是否满足外延生长条件要

求

３ ２ ３ 能完成晶圆片的无

沾污、 无损传送

３ ２ ４ 能按选择的工艺菜

单或工作流程完成外延生长

操作

３ ２ １ 外延生长工艺菜

单明细表

３ ２ ２ 外延设备的安全

操作规程

３ ２ ３ 净化及工艺条件

对外延生长成品率的影响

３ ３ 质量

检查

３ ３ １ 能判断衬底片及外

延片表观质量是否满足要求

３ ３ ２ 能检测外延生长后

的外延片表面平整度及颗粒

度

３ ３ １ 晶圆片表观质量

判别要求

３ ３ ２ 外延片表面检验

要求

３ ４ 记录

填写

３ ４ １ 能填写外延生长随

工单及工艺台账ꎬ 包括生产

信息管理系统的信息录入

３ ４ ２ 能对设备自动记录

的文档进行备份保存

３ ４ １ 工艺记录填写与

录入要求

３ ４ ２ 电子文档的保护

要求

１１
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

４
氧
化
扩
散

４ １ 工艺

方式确认

４ １ １ 能识别需氧化、 扩

散的晶圆片及所用其它原材

料

４ １ ２ 能选择氧化、 扩散

的工艺方式

４ １ ３ 能选择氧化、 扩散

的工艺菜单或工作流程

４ １ ４ 能确认炉口净化是

否开启

４ １ １ 氧化、 扩散的基

本知识

４ １ ２ 氧化、 扩散设备

工作菜单清单

４ １ ３ 氧化、 扩散安全

防护要求

４ ２ 工艺

操作

４ ２ １ 能识读氧化、 扩散

设备的运行参数

４ ２ ２ 能判断工艺条件是

否满足操作要求

４ ２ ３ 能核对氧化、 扩散

设备工艺菜单或工作流程是

否满足操作指导书的要求

４ ２ ４ 能完成晶圆片的无

损、 无沾污传送

４ ２ ５ 能按选定的工作菜

单或工作流程完成氧化、 扩

散工艺操作

４ ２ １ 氧化、 扩散设备

的安全操作规程

４ ２ ２ 氧化、 扩散工艺

操作作业指导书

４ ２ ３ 显微镜操作常识

４ ２ ４ 高温设备的安全

使用要求

４ ３ 质量

检查

４ ３ １ 能进行氧化、 扩散

后晶圆片的表观质量检查

４ ３ ２ 能 检 测 氧 化 层 厚

度ꎬ 目测氧化后介质层的颜

色是否均匀

４ ３ １ 氧化、 扩散工艺

规范

４ ３ ２ 介质层厚度与颜

色的关系

２１
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

４
氧
化
扩
散

４ ４ 记录

填写

４ ４ １ 能填写氧化、 扩散

工艺随工单及工艺台账ꎬ 包

括生产信息管理系统的信息

录入

４ ４ ２ 能对工艺过程形成

的电子文档进行备份保存

４ ４ １ 工艺记录填写与

录入要求

４ ４ ２ 电子文档的保护

要求

５
化
学
气
相
淀
积

５ １ 工艺

方式确认

５ １ １ 能识别需化学气相

淀积的晶圆片及所用其他原

材料

５ １ ２ 能选择化学气相淀

积的工艺方式

５ １ ３ 能选择化学气相淀

积的工艺菜单或工作流程

５ １ ４ 能确认化学气相淀

积所需的原辅料是否有效

５ １ １ 化学气相淀积基

础知识

５ １ ２ 化学气相淀积原

材料明细表

５ １ ３ 化学气相淀积设

备工作程序明细表

５ ２ 工艺

操作

５ ２ １ 能识读化学气相淀

积设备的运行参数

５ ２ ２ 能判断环境及工艺

条件是否满足操作要求

５ ２ ３ 能核对化学气相淀

积设备工艺菜单或工作流程

是否满足操作作业指导书的

要求

５ ２ ４ 能在工艺操作过程

中进行晶圆片无损、 无沾污

传送

５ ２ ５ 能按选定的工作程

序完成化学气相淀积工艺操

作

５ ２ １ 化学气相淀积设

备的安全操作规程

５ ２ ２ 化学气相淀积工

艺操作作业指导书

５ ２ ３ 化学气相淀积设

备的安全防护要求

５ ２ ４ 显微镜操作常识

３１
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

５
化
学
气
相
淀
积

５ ３ 质量

检查

５ ３ １ 能对化学气相淀积

后的晶圆片进行表观质量检

查

５ ３ ２ 能目测化学气相淀

积的介质层颜色是否均匀ꎬ
并测量介质层厚度

５ ３ １ 化学气相淀积工

艺规范

５ ３ ２ 介质层厚度与颜

色的关系

５ ４ 记录

填写

５ ４ １ 能填写化学气相淀

积工艺随工单及工艺台账ꎬ
包括生产信息管理系统的信

息录入

５ ４ ２ 能对工艺过程形成

的电子文档进行备份保存

５ ４ １ 工艺记录填写与

录入要求

５ ４ ２ 电子文档的保护

要求

６
光
刻

６ １ 工艺

方式确认

６ １ １ 能识别需光刻操作

的晶圆片的类型

６ １ ２ 能判断采用光刻版

是否符合光刻要求

６ １ ３ 能 识 别 使 用 的 涂

胶、 显影与曝光等光刻设备

６ １ ４ 能按光刻操作指导

书的要求确认光刻方式ꎬ 选

择光刻设备的工作菜单或光

刻工作流程

６ １ １ 光刻机曝光的基

本方式

６ １ ２ 光刻胶的基本知

识

６ １ ３ 温湿度对光刻工

艺的影响基础知识

６ １ ４ 光刻版使用保存

基础知识

４１
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

６
光
刻

６ ２ 工艺

操作

６ ２ １ 能识读光刻设备运

行的工艺参数

６ ２ ２ 能判断环境温湿度

是否满足光刻操作要求

６ ２ ３ 能识别光刻胶类型

６ ２ ４ 能完成晶圆片、 光

刻版的无损、 无沾污操作

６ ２ ５ 能完成光刻工艺的

涂胶前处理、 涂胶、 前烘、
对准曝光、 显影、 坚膜等工

序操作

６ ２ １ 涂胶厚度与均匀

性的基础知识

６ ２ ２ 对准、 曝光的基

础知识

６ ２ ３ 显 影、 坚 膜、 去

胶知识

６ ２ ４ 涂胶前处理的基

础知识

６ ２ ５ 光刻设施使用基

本要求

６ ３ 质量

检查

６ ３ １ 能对前一道工序送

来的晶圆片表面状况进行目

检

６ ３ ２ 能检查涂胶后晶圆

片表面光刻胶是否均匀

６ ３ ３ 能完成显影后的表

面质量检查

６ ３ ４ 能完成坚膜后的表

面质量检查

６ ３ １ 晶圆片目检基础

知识

６ ３ ２ 显微镜使用基础

知识

６ ４ 记录

填写

６ ４ １ 能按要求填写光刻

操作工艺台账及随工单ꎬ 包

括生产信息管理系统的信息

录入

６ ４ ２ 能对光刻工艺过程

中形成的电子文档进行备份

保存

６ ４ １ 光刻工艺记录的

填写与录入要求

６ ４ ２ 光刻电子文档的

保护要求

５１

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

７
刻
蚀

７ １ 工艺

方式确认

７ １ １ 能识别需刻蚀的晶

圆片

７ １ ２ 能确认刻蚀方式

７ １ ３ 能按刻蚀操作指导

书要求调用设备的工艺菜单

或刻蚀工作流程

７ １ ４ 能确认晶圆片刻蚀

掩蔽层类型

７ １ １ 刻蚀的目的与方

式

７ １ ２ 不同刻蚀方式的

特点及应用基础知识

７ ２ 工艺

操作

７ ２ １ 能识别刻蚀设备的

运行参数

７ ２ ２ 能进行刻蚀晶圆片

的完整传送

７ ２ ３ 能监视刻蚀温度、
时间等关键工艺参数是否正

常

７ ２ ４ 能完成刻蚀前的扫

胶 /打底膜操作

７ ２ ５ 能完成刻蚀后去胶

及去掩蔽层等晶圆片表面处

理工作

７ ２ １ 刻蚀设备的安全

操作规程

７ ２ ２ 工艺参数对刻蚀

效果的影响基础知识

７ ２ ３ 刻蚀后晶圆片的

处置操作要求

７ ３ 质量

检查

７ ３ １ 能对刻蚀前的来片

表面状况进行目检

７ ３ ２ 能检查掩蔽层的均

匀性、 完整性是否满足刻蚀

要求

７ ３ ３ 能完成刻蚀后及去

除刻蚀掩层后的表面质量检

查

７ ３ １ 刻蚀对掩蔽层的

基本要求

７ ３ ２ 刻蚀质量控制基

础知识

７ ３ ３ 刻蚀效果检查基

础知识

６１
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

７
刻
蚀

７ ４ 记录

填写

７ ４ １ 能按要求填写刻蚀

操作工艺台账及随工单ꎬ 包

括生产信息管理系统的信息

录入

７ ４ ２ 能对刻蚀工艺过程

中形成的电子文档进行备份

保存

７ ４ １ 刻蚀工艺记录的

填写与录入要求

７ ４ ２ 刻蚀电子文档的

保护要求

８
离
子
注
入

８ １ 工艺

方式确认

８ １ １ 能识别需离子注入

的晶圆片的类型

８ １ ２ 能确认离子注入的

能量、 剂量等是否满足要求

８ １ ３ 能确认掺杂离子种

类是否与工艺要求相符

８ １ ４ 能确认安全防护措

施是否满足工艺要求

８ １ １ 离子注入的基础

知识

８ １ ２ 离子注入机的主

要构成

８ １ ３ 离子注入的安全

防护基础

８ １ ４ 离子注入掺杂的

目的

８ ２ 工艺

操作

８ ２ １ 能识读离子注入机

运行的工艺参数

８ ２ ２ 能检查离子注入的

安全连锁及防护用品是否有

效

８ ２ ３ 能根据工艺要求设

置离子注入掺杂剂类型、 加

速电压、 束流大小、 分析磁

场、 注入时间、 扫描次数、
真空度等工艺参数

８ ２ ４ 能完成晶圆片注入

过程中的无损、 无沾污传送

８ ２ １ 离子注入机安全

操作规程

８ ２ ２ 离子注入掺杂基

础知识

８ ２ ３ 离子注入的能量、
剂量的范围要求

８ ２ ４ 离子注入晶圆片

安全传送要求

７１
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

８
离
子
注
入

８ ３ 质量

检查

８ ３ １ 能识别离子注入晶

圆片的表观质量

８ ３ ２ 能判断离子注入后

晶圆片是否存在明显缺陷

８ ３ １ 离子注入目检基

本要求

８ ３ ２ 工艺参数监测要

求

８ ４ 记录

填写

８ ４ １ 能填写离子注入工

艺台账及随工单ꎬ 包括生产

信息管理系统的信息录入

８ ４ ２ 能对离子注入工艺

过程形成的电子文档进行备

份保存

８ ４ １ 离子注入记录填

写与录入要求

８ ４ ２ 离子注入电子文

档保护要求

９
退
火

９ １ 工艺

方式确认

９ １ １ 能识别需进行退火

的晶圆片

９ １ ２ 能识别不同的退火

方式

９ １ ３ 能确定采用的退火

方式是否满足工艺要求

９ １ ４ 能确认退火设备的

水、 电、 气状态是否满足要

求

９ １ １ 退火的目的与工

艺方式

９ １ ２ 退火对杂质分布

的影响

９ １ ３ 退火设备的安全

操作规程

９ ２ 工艺

操作

９ ２ １ 能识读退火设备的

工作参数

９ ２ ２ 能根据掺杂类型的

不同选择退火设备

９ ２ ３ 能选择退火设备的

工作菜单或工作流程完成退

火操作

９ ２ ４ 能完成退火晶圆片

的无沾污、 无损传送

９ ２ １ 不同掺杂与退火

的作用

９ ２ ２ 退火工艺菜单或

工作流程明细表

９ ２ ３ 注入掺杂激活基

本方法

８１

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

９
退
火

９ ３ 质量

检查

９ ３ １ 能判断工艺温度、
退火时间等是否满足工艺加

工要求

９ ３ ２ 能完成退火后晶圆

片表观质量的检查

９ ３ １ 退火对杂质激活

的影响

９ ３ ２ 退火目检要求

９ ４ 记录

填写

９ ４ １ 能填写退火工艺台

账及随工单ꎬ 包括生产信息

管理系统的信息录入

９ ４ ２ 能对退火工艺过程

形成的电子文档进行备份保

存

９ ４ １ 退火工艺记录填

写与录入要求

９ ４ ２ 退火电子文档保

护要求

１０
电
子
真
空
镀
膜

１０ １ 工

艺方式确认

１０ １ １ 能识别需进行电

子真空镀膜的晶圆片

１０ １ ２ 能核实电子真空

镀膜材料和厚度要求

１０ １ ３ 能确认晶圆片电

子真空镀膜的工艺方式

１０ １ ４ 能确认电子真空

镀膜需采用的工艺设备

１０ １ ５ 能选择电子真空

镀膜设备的工艺菜单或工作

流程

１０ １ １ 电子真空镀膜基

础知识

１０ １ ２ 溅射基础知识

１０ １ ３ 电子真空镀膜的

基本方式方法

１０ １ ４ 蒸发基础知识

９１
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１０
电
子
真
空
镀
膜

１０ ２ 工

艺操作

１０ ２ １ 能识读电子真空

镀膜设备的工艺运行参数

１０ ２ ２ 能进行晶圆片电

子真空镀膜前与电子真空镀

膜后的传递

１０ ２ ３ 能确认电子真空

镀膜的真空度等参数是否满

足工艺要求

１０ ２ ４ 能完成电子真空

镀膜装片、 预处理、 正式镀

膜、 取片等工序的工艺操作

１０ ２ ５ 能确认需电子真

空镀膜的镀膜材料是否与工

艺要求相符

１０ ２ ６ 能目测电子真空

镀膜过程中ꎬ 熔源或靶材辉

光是否异常

１０ ２ １ 电子真空镀膜设

备工艺菜单或工作流程明

细表

１０ ２ ２ 电子真空镀膜质

量与电子真空度的关系

１０ ２ ３ 电子真空镀膜设

备安全操作规程

１０ ２ ４ 电子真空镀膜熔

源观察与调控方法

１０ ３ 质

量检查

１０ ３ １ 能目测电子真空

镀膜后的晶圆片表面是否光

亮、 完整ꎬ 是否有颗粒沾污

１０ ３ ２ 能目测电子真空

镀膜后表面是否有起皮、 镀

膜层脱落等现象

１０ ３ １ 电子真空镀膜后

对晶圆片表面的目检要求

１０ ３ ２ 电子真空镀膜工

艺规范

１０ ４ 记

录填写

１０ ４ １ 能填写电子真空

镀膜工艺台账及随工单ꎬ 包

括生产信息管理系统的信息

录入

１０ ４ ２ 能对工艺过程形

成的电子文档进行备份保存

１０ ４ １ 工艺记录填写与

录入基本要求

１０ ４ ２ 电子文档保护要

求

０２

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１１
半
导
体
器
件
和
集
成
电
路
电
镀

１１ １ 工

艺方式确认

１１ １ １ 能识别需进行电

镀加工的晶圆片

１１ １ ２ 能核实电镀金属

的类型与电镀层厚度要求

１１ １ ３ 能确认需采用何

种电镀工艺方式对晶圆片进

行电镀

１１ １ ４ 能确认电镀液是

否满足对晶圆片的电镀要求

１１ １ ５ 能确认电镀回路

电阻大小是否满足电镀要求

１１ １ １ 电镀基础知识

１１ １ ２ 电镀的基本方式

方法

１１ １ ３ 电镀液使用基本

常识

１１ １ ４ 酸碱度基础知识

１１ １ ５ 电镀回路电阻判

断规定

１１ ２ 工

艺操作

１１ ２ １ 能识读电镀设备

的工艺运行参数

１１ ２ ２ 能选择电镀设备

的工艺菜单或工作流程

１１ ２ ３ 能判断电镀电流

通路是否正常

１１ ２ ４ 能完成电镀工艺

各工步的安全操作

１１ ２ ５ 能识别电镀液温

度、 酸碱度、 搅拌速度等保

证镀液在正常范围内工作的

参数

１１ ２ １ 电镀设备工艺菜

单明细表

１１ ２ ２ 电镀设备安全操

作规程

１１ ２ ３ 芯片电镀的工作

流程知识

１１ ２ ４ 电化学基础知识

１１ ２ ５ 电镀的目的与作

用

１１ ３ 质

量检查

１１ ３ １ 能目检电镀后晶

圆片的表观质量是否满足工

艺要求

１１ ３ ２ 能在显微镜下观

测镀层是否存在缺失、 连

条、 发花、 发黑、 不均匀等

现象

１１ ３ １ 电镀工艺目检要

求

１１ ３ ２ 显微镜使用常识

１２

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１１
半
导
体
器
件
和
集
成
电
路
电
镀

１１ ４ 记

录填写

１１ ４ １ 能填写电镀工艺

台账、 特殊过程工艺记录及

随工单ꎬ 包括生产信息管理

系统的信息录入

１１ ４ ２ 能对工艺过程形

成的电子文档进行备份保存

１１ ４ １ 工艺记录填写与

录入的基本要求

１１ ４ ２ 电子文档保护要

求

２２

职业编码: ６－２５－０２－０５



３ ２　 四级 /中级工

外延工考核 １、 ２、 ３ 项职业功能ꎻ 氧化扩散工考核 １、 ２、 ４ 项

职业功能ꎻ 化学气相淀积工考核 １、 ２、 ５ 项职业功能ꎻ 光刻工考核

１、 ２、 ６、 ７ 项职业功能ꎻ 离子注入工考核 １、 ２、 ８、 ９ 项职业功能ꎻ
电子真空镀膜工考核 １、 ２、 １０ 项职业功能ꎻ 半导体器件和集成电路

电镀工考核 １、 ２、 １１ 项职业功能ꎮ

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１
工
艺
环
境
处
置

１ １ 洁净

环境维护

１ １ １ 能识别不同净化级

别对净化环境的要求

１ １ ２ 能根据净化等级判

断洁净区内的操作是否符合

对应的净化要求

１ １ ３ 能对洁净区的正负

气压进行判断

１ １ ４ 能按规定开关顺序

对洁净区内的送、 排风系统

进行开关

１ １ １ 工艺现场管理基

础知识

１ １ ２ 洁净区对风压的

要求基础知识

１ １ ３ 净化级别的划分

与基本要求

１ ２ 工艺

器具洁净处

理

１ ２ １ 能配制洁净处理工

艺器具的清洗液

１ ２ ２ 能对通风设施排风

系统是否正常做出判断

１ ２ ３ 能使用洁净处理溶

液 /气体完成工艺器具洁净

处理

１ ２ ４ 能完成有毒、 有害

器具洁净处理时的安全防护

１ ２ ５ 能对清洁后的工艺

器具进行干燥处理ꎬ 并保存

在符合要求的净化环境中

１ ２ １ 清洗液的配制与

使用要求

１ ２ ２ 排风系统的作用

基本知识

１ ２ ３ 有毒、 有害器具

清洁要求

１ ２ ４ 清洗液 /气体的作

用

１ ２ ５ 工 艺 器 具 放 置、
保管规定

３２

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１
工
艺
环
境
处
置

１ ３ 洁净

区内操作

１ ３ １ 能根据工艺要求ꎬ
选择确定工艺操作区域

１ ３ ２ 能完成使用仪器、
工具的日常维护保养工作

１ ３ ３ 能判断进入洁净区

的风淋设置是否正确

１ ３ ４ 能判断工作场所温

湿度是否符合工艺要求

１ ３ ５ 能对工艺使用的易

损件、 消耗件进行检查维护

１ ３ ６ 能在人员多时或净

化不符合要求时对芯片产品

进行洁净与安全防护

１ ３ １ 洁净区内工艺操

作的规定

１ ３ ２ 仪器、 工具的日

常维护保养规定

１ ３ ３ 进入洁净区风淋

的目的

１ ３ ４ 温湿度对洁净环

境及工艺加工质量的影响

知识

２
来
料
检
查

２ １ 化学

药品、 试剂

检查

２ １ １ 能区分不同纯度的

化学药品与试剂

２ １ ２ 能检查化学药品、
试剂的保存是否符合工艺要

求

２ １ ３ 能目检待使用的化

学药品、 试剂的色泽、 浊度

是否符合要求

２ １ ４ 能 对 过 期 化 学 药

品、 试剂进行处置

２ １ １ 化学药品、 试剂

分类知识

２ １ ２ 化学药品、 试剂

保存要求

２ １ ３ 过 期 化 学 药 品、
试剂的处置要求

２ ２ 工艺

气体检查

２ ２ １ 能检查工艺气体流

量等参数是否满足工艺要求

２ ２ ２ 能检查使用气体的

管道是否有漏气现象

２ ２ １ 气体流量识读基

础知识

２ ２ ２ 气体管道检漏基

本方法

４２

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

２
来
料
检
查

２ ３ 晶圆

片来料检查

２ ３ １ 能 检 查 晶 圆 片 尺

寸、 类型是否符合要求

２ ３ ２ 能检查晶圆片表面

颗粒度及表面状况是否符合

工艺要求

２ ３ ３ 能检查晶圆片的翘

曲度、 定位参数是否满足工

艺要求

２ ３ １ 表面颗粒度检测

基础知识

２ ３ ２ 工艺设备对晶圆

片质量的要求

２ ４ 晶圆

片清洁处理

２ ４ １ 能配制晶圆片的清

洗液

２ ４ ２ 能选择晶圆片清洁

处理方式与清洁处理工艺菜

单或工作流程

２ ４ ３ 能进行不同清洗方

式的工艺操作

２ ４ １ 清洗液配制要求

２ ４ ２ 晶圆片清洁处理

知识

３
外
延
生
长

３ １ 生长

方式确认

３ １ １ 能根据文件要求确

定外延生长使用的外延设备

３ １ ２ 能按文件要求确定

外延设备的运行参数

３ １ ３ 能确定外延掺杂剂

类型

３ １ １ 外延工艺参数控

制要求

３ １ ２ 工艺参数对外延

质量影响基础知识

５２
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

３
外
延
生
长

３ ２ 工艺

操作

３ ２ １ 能按规范要求ꎬ 设

置外延设备的运行参数或外

延操作的工作流程

３ ２ ２ 能根据外延层厚度

及浓度要求或工艺菜单及工

作流程估算外延工艺时间

３ ２ ３ 能控制外延温度、
压力、 时间等工艺参数ꎬ 完

成外延生长操作

３ ２ １ 衬底片的检验规

范

３ ２ ２ 外延层浓度、 厚

度的基本控制方法

３ ２ ３ 外延生长工艺文

件

３ ３ 质量

检查

３ ３ １ 能检测外延层方块

电阻、 厚度、 浓度等参数

３ ３ ２ 能测量与计算外延

层的位错密度

３ ３ １ 外延工艺检验规

范

３ ３ ２ 外延层主要参数

测量方法

３ ４ 记录

填写

３ ４ １ 能填写外延生长的

检验记录ꎬ 并能判断生长的

外延片是否合格

３ ４ ２ 能对以往的数据记

录进行分析ꎬ 为目前外延参

数的确定提供参考

３ ４ １ 外延片检验指标

要求

３ ４ ２ 数据分析判断基

本要求

４
氧
化
扩
散

４ １ 工艺

方式确认

４ １ １ 能确定氧化、 扩散

所用的设备

４ １ ２ 能确定氧化、 扩散

炉的恒温区

４ １ ３ 能确定氧化、 扩散

炉的工作温度范围

４ １ ４ 能确定氢氧合成炉

的点火安全是否满足要求

４ １ １ 氧化的目的作用

４ １ ２ 掺杂扩散的条件

与要求

４ １ ３ 杂质扩散的基础

知识

６２
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

４
氧
化
扩
散

４ ２ 工艺

操作

４ ２ １ 能根据要求的氧化

层厚度估算氧化所需要的工

艺时间

４ ２ ２ 能根据扩散浓度和

结深的要求ꎬ 在文件规定的

范围内选择预扩及主扩方式

与条件

４ ２ ３ 能根据浓度与结深

要求选择扩散条件

４ ２ ４ 能根据晶圆片状态

及工艺要求完成氧化、 扩散

工艺操作

４ ２ ５ 能完成氧化、 扩散

设施的日常维护保养

４ ２ １ 氧化、 扩散的基

本原理与厚度控制

４ ２ ２ 晶体管调节放大

系数及推结的基本工艺方

法

４ ２ ３ 掺杂与扩散的基

本原理

４ ２ ４ 浓度与结深的调

控方法

４ ３ 质量

检查

４ ３ １ 能进行氧化层均匀

性的检测

４ ３ ２ 能完成扩散后方块

电阻的检测

４ ３ ３ 能判断扩散后的硼

硅玻璃或磷硅玻璃等去除是

否达到工艺要求

４ ３ １ 氧化、 扩散工艺

检验规范

４ ３ ２ 测量仪器使用须

知

４ ４ 记录

填写

４ ４ １ 能填写氧化、 扩散

工艺检验记录

４ ４ ２ 能对以往的工艺记

录数据进行分析判断ꎬ 为目

前的氧化、 扩散工艺条件确

定提供参考

４ ４ １ 检验记录填写要

求

４ ４ ２ 数据分析判断的

基本要求

７２

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

５
化
学
气
相
淀
积

５ １ 工艺

方式确认

５ １ １ 能确认化学气相淀

积所使用的工艺设备

５ １ ２ 能确认化学气相淀

积的工艺温度及淀积设备的

恒温区是否满足工艺要求

５ １ ３ 能确认化学气相淀

积气体管路是否正常有效

５ １ ４ 能确认淀积源是否

有效

５ １ １ 采用化学气相淀

积的目的

５ １ ２ 温度对化学气相

淀积介质质量的影响

５ １ ３ 化学气相淀积使

用气体的安全操作要求

５ ２ 工艺

操作

５ ２ １ 能根据淀积的介质

层厚度要求ꎬ 估算淀积工艺

所需要的时间

５ ２ ２ 能根据晶圆片类型

和表面状况及芯片制造工艺

流程判断采用何种化学气相

淀积工艺方法完成介质淀积

工艺操作

５ ２ ３ 能完成掺杂与不掺

杂化学气相淀积的工艺操作

５ ２ ４ 能完成单层介质淀

积与复合介质层淀积的工艺

操作

５ ２ ５ 能完成不同类型的

化学气相淀积设备的操作

５ ２ １ 化学气相淀积的

分类与工艺特点及用途

５ ２ ２ 化学气相淀积掺

杂的基本方法

５ ２ ３ 化学气相淀积在

芯片制造工艺中的作用

５ ２ ４ 不同类型化学气

相淀积设备的特点与防护

８２
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

５
化
学
气
相
淀
积

５ ３ 质量

检查

５ ３ １ 能检测化学气相淀

积介质层厚度及均匀性

５ ３ ２ 能检测淀积介质层

折射率或应力

５ ３ ３ 能观测介质层是否

有龟裂、 起皮等质量问题

５ ３ １ 化学气相淀积检

验规范

５ ３ ２ 介质层质量对芯

片参数的影响关系

５ ４ 记录

填写

５ ４ １ 能填写化学气相淀

积工艺检验记录

５ ４ ２ 能对以往的工艺记

录数据进行分析判断ꎬ 为目

前淀积工艺条件的确定提供

参考

５ ４ １ 检验记录填写要

求

５ ４ ２ 数据分析判断的

基本要求

６
光
刻

６ １ 工艺

方式确认

６ １ １ 能根据不同类型的

光刻胶与工艺要求判断涂胶

后的光刻胶厚度范围

６ １ ２ 能确认显影液类型

工艺温度是否符合要求

６ １ ３ 能确认烘焙温度是

否满足工艺要求

６ １ ４ 能确认光刻工艺要

求的关键尺寸要求、 光刻版

关键尺寸和套刻精度

６ １ １ 光刻胶使用说明

６ １ ２ 光刻对显影液的

要求

６ １ ３ 工艺参数偏差对

加工质量的影响关系

６ １ ４ 版图设计与布线

基础知识

９２
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

６
光
刻

６ ２ 工艺

操作

６ ２ １ 能确认涂胶显影设

备的工艺参数及所需溶剂、
药液是否正常

６ ２ ２ 能完成采用不同类

型光刻胶、 不同类型晶圆片

的光刻操作

６ ２ ３ 能根据设备、 晶圆

片及光刻胶等状况确认晶圆

片表面光刻胶的曝光量

６ ２ ４ 能完成晶圆片光刻

工艺的返工操作

６ ２ １ 涂胶、 显影设备

的药液检查要求

６ ２ ２ 正负光刻胶特性

６ ２ ３ 光刻对曝光波长

的要求

６ ２ ４ 晶圆片返工的规

定

６ ３ 质量

检查

６ ３ １ 能镜检显影后的图

形尺寸及形貌、 套刻精度是

否满足工艺要求

６ ３ ２ 能镜检坚膜后的图

形尺寸及形貌是否满足工艺

要求

６ ３ ３ 能测量光刻胶厚度

６ ３ ４ 能对光刻图形的关

键尺寸是否合格做出判断

６ ３ １ 光刻工艺检验规

范

６ ３ ２ 条宽测量方法及

基本原理

６ ３ ３ 光刻胶厚度测量

方法及基本原理

６ ４ 记录

填写

６ ４ １ 能填写光刻工艺的

检验记录

６ ４ ２ 能对以往的光刻工

艺记录数据进行分析判断ꎬ
为目前光刻工艺条件的确定

提供参考

６ ４ １ 光刻检验记录填

写要求

６ ４ ２ 关键尺寸明细表

０３
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

７
刻
蚀

７ １ 工艺

方式确认

７ １ １ 能确认待刻蚀的晶

圆片是否需要进行扫胶 /打
底膜处理

７ １ ２ 能 根 据 掩 蔽 层 厚

度、 刻蚀选择比和刻蚀深度

等要求确定掩蔽层是否满足

刻蚀要求

７ １ ３ 能确定干法清洗、
刻蚀功率、 真空度、 气体组

份与流量是否满足工艺要求

７ １ ４ 能确认湿法腐蚀的

腐蚀液是否能满足腐蚀要求

７ １ １ 刻蚀选择比的计

算与要求

７ １ ２ 干 /湿法刻蚀的特

点

７ １ ３ 不同刻蚀方法的

工艺基础知识

７ １ ４ 刻 蚀 各 向 异 性、
各向同性原理

７ ２ 工艺

操作

７ ２ １ 能配制湿法腐蚀液

７ ２ ２ 能核实工艺菜单或

工作流程是否满足刻蚀要求

７ ２ ３ 能根据不同介质情

况确定所需的刻蚀方法及工

艺时间

７ ２ ４ 能操作不同的刻蚀

设备ꎬ 完成刻蚀工作

７ ２ １ 腐蚀液的配制方

法与安全防护

７ ２ ２ 刻蚀损伤对芯片

特性影响

７ ２ ３ 平面、 台面工艺

基础知识

７ ３ 质量

检查

７ ３ １ 能检查刻蚀前后线

条的变化

７ ３ ２ 能检查刻蚀后刻蚀

掩蔽层的完整性ꎬ 并判断刻

蚀是否合格

７ ３ ３ 能镜检刻蚀后的图

形尺寸及形貌是否满足工艺

要求

７ ３ １ 刻蚀检验规范

７ ３ ２ 不同刻蚀方式对

掩蔽层的要求

１３
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

７
刻
蚀

７ ４ 记录

填写

７ ４ １ 能填写刻蚀检验记

录

７ ４ ２ 能对以往的刻蚀工

艺记录数据进行分析判断ꎬ
为目前刻蚀工艺条件的确定

提供参考

７ ４ １ 刻蚀检验记录的

填写要求

７ ４ ２ 数据分析基础

８
离
子
注
入

８ １ 工艺

方式确认

８ １ １ 能区分不同束流离

子注入机及应用范围

８ １ ２ 能区分高、 中、 低

能离子注入机及应用范围

８ １ ３ 能根据晶圆片大小

和注入要求确认注入方式

８ １ ４ 能确认离子注入掺

杂掩蔽层的类型

８ １ １ 离子注入机的分

类

８ １ ２ 晶圆片直径及束

流对扫描方式的基本要求

８ １ ３ 离子注入与注入

掩蔽层的特点与要求

８ ２ 工艺

操作

８ ２ １ 能进行不同类型的

离子注入机的安全操作

８ ２ ２ 能监测离子注入过

程中束流大小与变化

８ ２ ３ 能发现离子注入过

程中是否有打火等现象

８ ２ ４ 能计算不同电荷离

子经过加速电场后获得的能

量ꎬ 完成不同电荷杂质离子

的离子注入操作

８ ２ １ 离子注入机维护

基本要求

８ ２ ２ 真空度对注入质

量的影响

８ ２ ３ 离子注入的能量、
剂量计算

８ ２ ４ 高压打火机理

２３
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

８
离
子
注
入

８ ３ 质量

检查

８ ３ １ 能测量芯片注入后

的击穿或隔离特性

８ ３ ２ 能测量注入剂量是

否满足要求

８ ３ ３ 能判断不同杂质离

子注入能量等条件是否与工

艺要求相符

８ ３ １ 离子注入检验规

范

８ ３ ２ 离子注入对芯片

参数的影响

８ ４ 记录

填写

８ ４ １ 能填写离子注入工

艺的检验记录

８ ４ ２ 能对以往的记录数

据进行分析判断ꎬ 为目前离

子注入条件的确定提供参考

８ ４ １ 离子注入检验记

录填写要求

８ ４ ２ 离子注入数据分

析判断基本要求

９
退
火

９ １ 工艺

方式确认

９ １ １ 能区分快速退火设

备与常规炉体退火设备及应

用领域

９ １ ２ 能确定退火前的晶

圆片处理方式

９ １ ３ 能确定退火工艺菜

单或工作流程是否满足退火

要求

９ １ １ 不同退火设备的

特点与应用范围

９ １ ２ 离子注入前处理

工艺要求

９ ２ 工艺

操作

９ ２ １ 能完成新退火设备

的安全操作

９ ２ ２ 能完成退火前晶圆

片的处理

９ ２ ３ 能完成不同退火方

式及不同退火设备的安全操

作ꎬ 监控设备运行参数

９ ２ ４ 能完成退火设备的

日常维护与保养工作

９ ２ １ 退火设备恒温区

确定方法

９ ２ ２ 温度对退火效果

的影响

９ ２ ３ 退火设备的日常

维护与保养要求

３３
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

９
退
火

９ ３ 质量

检查

９ ３ １ 能测量退火后晶圆

片的方块电阻

９ ３ ２ 能完成退火前后需

测试参数变化量的数据采集

与对比

９ ３ １ 退火工艺检验规

范

９ ３ ２ 退火对 ＰＮ 结特性

的影响

９ ４ 记录

填写

９ ４ １ 能填写退火工艺的

检验记录

９ ４ ２ 能对以往退火工艺

的记录数据进行分析判断ꎬ
为目前退火条件的确定提供

参考

９ ４ １ 退火检验记录填

写要求

９ ４ ２ 退火数据分析判

断基本要求

１０
电
子
真
空
镀
膜

１０ １ 工

艺方式确认

１０ １ １ 能确认欧姆接触

金属化体系、 合金方式与镀

膜前晶圆片的处理方式

１０ １ ２ 能确认肖特基接

触金属化体系、 退火方式与

镀膜前晶圆片的处理方式

１０ １ ３ 能确认晶圆片电

子真空镀膜层腐蚀 /剥离的

工艺方法

１０ １ ４ 能确认电子真空

预镀膜操作及正式镀膜操作

的时间等参数是否符合工艺

要求

１０ １ ５ 能确认多层镀膜

体系中各层厚度所需的电子

真空镀膜工艺时间

１０ １ １ 金属半导体欧姆

接触原理与工艺

１０ １ ２ 金属半导体肖特

基接触的工艺方法

１０ １ ３ 电子真空镀膜层

腐蚀与剥离基本原理

１０ １ ４ 半导体器件金属

化电极的工艺制备知识

４３
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１０
电
子
真
空
镀
膜

１０ ２ 工

艺操作

１０ ２ １ 能确认溅射与蒸

发设备的工艺菜单或工作流程

１０ ２ ２ 能控制合金温度ꎬ
完成不同要求的合金工艺操

作

１０ ２ ３ 能根据镀膜层厚

度及蒸发、 溅射速率ꎬ 估算

真空镀膜所需的工艺时间ꎬ
进行电子真空镀膜操作

１０ ２ ４ 能根据束斑或辉

光状况及工艺控制参数的变

化ꎬ 判断电子真空镀膜工艺

操作是否正常

１０ ２ ５ 能完成电子真空

镀膜晶圆片的前处理操作

１０ ２ １ 溅射与蒸发工艺

的特点及工艺控制基础

１０ ２ ２ 欧姆接触与肖特

基接触控制要求

１０ ２ ３ 真空镀膜工艺参

数的调控方法

１０ ２ ４ 真空泵的类型及

基本工作原理

１０ ３ 质

量检查

１０ ３ １ 能检测带胶电子

真空镀膜及腐蚀 /剥离后镀

膜层边缘是否规整

１０ ３ ２ 能镜检图形的完

整性和表面沾污情况及测试

表面颗粒度

１０ ３ ３ 能检查合金炉恒

温区

１０ ３ １ 真空镀膜工艺检

验规范

１０ ３ ２ 带胶真空镀膜对

胶的要求

１０ ４ 记

录填写

１０ ４ １ 能填写电子真空

镀膜工艺检验记录

１０ ４ ２ 能对以往的记录

数据进行分析判断ꎬ 为目前

电子真空镀膜工艺条件的确

定提供参考

１０ ４ １ 检验记录填写基

本要求

１０ ４ ２ 数据分析判断的

基本要求

５３
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１１
半
导
体
器
件
和
集
成
电
路
电
镀

１１ １ 工

艺方式确认

１１ １ １ 能确认不同电镀

层金属所需的金属电镀镀液

１１ １ ２ 能根据不同电镀

液类型确定电镀温度、 酸碱

度、 电镀电流密度等工艺参

数

１１ １ ３ 能确认带胶电镀

的胶厚是否满足电镀层厚度

的要求

１１ １ ４ 能确认电镀前的

扫胶 /打底膜效果是否满足

电镀要求

１１ １ ５ 能确认需电镀的

金属与种子层金属是否为同

种类型金属

１１ １ １ 络合物基础知识

１１ １ ２ 电镀电流密度对

镀层质量的影响

１１ １ ３ 带胶电镀对光刻

胶的要求知识

１１ １ ４ 扫胶 /打底膜的

目的及控制方法

１１ ２ 工

艺操作

１１ ２ １ 能控制电镀液的

温度、 酸碱度、 电镀电流密

度、 搅拌方式、 电镀时间等

工艺参数ꎬ 完成厚度和均匀

性满足要求的电镀操作

１１ ２ ２ 能根据电镀层厚

度、 电镀液性质、 电镀电流

密度等估算电镀工艺时间

１１ ２ ３ 能进行电镀液与

电镀器具、 工装的日常维护

１１ ２ ４ 能完成不同电镀

方式和不同电镀金属的镀前

处理及电镀操作

１１ ２ １ 电镀工艺参数对

镀层质量的影响关系

１１ ２ ２ 金属电极加厚的

基本方法

１１ ２ ３ 电镀液与电镀器

具、 工装日常维护要求

１１ ２ ４ 晶圆片电镀前处

理要求

６３
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１１
半
导
体
器
件
和
集
成
电
路
电
镀

１１ ３ 质

量检查

１１ ３ １ 能进行带胶电镀

前光刻胶厚度的测量检验

１１ ３ ２ 能完成金属镀层

厚度测量计算及电镀层表观

质量的检查

１１ ３ １ 电镀工艺检验规

范

１１ ３ ２ 电镀层厚度的确

认方法

１１ ４ 记

录填写

１１ ４ １ 能填写电镀工艺

的检验记录

１１ ４ ２ 能对以往的记录

数据进行分析判断ꎬ 为目前

电镀工艺条件的确定提供参

考

１１ ４ １ 检验记录填写基

本要求

１１ ４ ２ 数据分析判断的

基本要求

７３
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３ ３　 三级 /高级工

外延工考核 １、 ２、 ３ 项职业功能ꎻ 氧化扩散工考核 １、 ２、 ４ 项

职业功能ꎻ 化学气相淀积工考核 １、 ２、 ５ 项职业功能ꎻ 光刻工考核

１、 ２、 ６、 ７ 项职业功能ꎻ 离子注入工考核 １、 ２、 ８、 ９ 项职业功能ꎻ
电子真空镀膜工考核 １、 ２、 １０ 项职业功能ꎻ 半导体器件和集成电路

电镀工考核 １、 ２、 １１ 项职业功能ꎮ

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１
工
艺
环
境
处
置

１ １ 洁净

环境维护

１ １ １ 能判断工作区的物

品摆放是否符合净化要求

１ １ ２ 能判断洁净区域内

仪器的放置是否符合净化要

求

１ １ ３ 能判断风压等工艺

条件是否符合净化与安全要

求

１ １ ４ 能根据颗粒度检测

数据判断洁净区是否符合相

应的洁净要求

１ １ １ 层流通路对净化

的影响

１ １ ２ 风压、 风速对净

化与安全生产的影响知识

１ １ ３ 洁净区与回风区

物品摆放要求

１ ２ 工艺

器具洁净处

理

１ ２ １ 能对洁净处理后的

废液、 废气进行处置

１ ２ ２ 能设置器具洁净处

理的工艺菜单

１ ２ ３ 能对通风设施排风

量异常等问题提出改进建议

１ ２ ４ 能解决器具洁净处

理后仍有水渍、 斑点等问题

１ ２ １ 废液、 废气的回

收处置措施

１ ２ ２ 工艺设备工艺菜

单修改与设置管理规定

１ ２ ３ 清洁处理基本原

理与方法

８３
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１
工
艺
环
境
处
置

１ ３ 洁净

区内操作

１ ３ １ 能发现净化防护服

穿戴及工艺操作不符合要求

的现象

１ ３ ２ 能判断操作过程中

防静电设施是否有效

１ ３ ３ 能判断洁净区内颗

粒物及异味产生的主要来源

１ ３ ４ 能完成不同洁净区

域或不同厂房之间晶圆片传

递的净化与安全防护

１ ３ １ 降低沾污的操作

知识

１ ３ ２ 工艺过程中晶圆

片净化与安全防护知识

１ ３ ３ 晶圆片传递的净

化与安全防护知识

２
来
料
检
查

２ １ 化学

药品、 试剂

检查

２ １ １ 能核查工艺现场使

用的不同化学药品、 试剂是

否正确

２ １ ２ 能 区 分 强 氧 化 药

品、 试剂与有机溶剂ꎬ 并确

认其使用与存放条件及环境

是否符合工艺要求

２ １ ３ 能确定化学药品、
试剂的配制顺序与操作时的

安全防护是否有效

２ １ ４ 能检查并确认现场

使用的化学药品、 试剂是否

满足工艺与安全要求ꎬ 防护

措施是否有效

２ １ １ 化学药品、 试剂

的物理特征

２ １ ２ 化学药品、 试剂

化学反应的基本原理

２ １ ３ 化学药品、 试剂

配制过程的安全防护要求

９３
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

２
来
料
检
查

２ ２ 工艺

气体检查

２ ２ １ 能判断不同工艺气

体混合后的反应状况

２ ２ ２ 能对不同工艺气体

采取对应有效的防护措施

２ ２ ３ 能对工艺气体反应

后的尾气排放进行安全检查

２ ２ ４ 能对氢气、 特殊气

体等的防护有效性做出判断

２ ２ １ 工艺气体之间反

应及控制方法

２ ２ ２ 尾气的安全处置

措施

２ ２ ３ 氢气、 特殊气体

等气体安全使用须知及资

格证管理

２ ３ 晶圆

片来料检查

２ ３ １ 能 判 断 晶 圆 片 尺

寸、 厚度是否符合工艺要求

２ ３ ２ 能对工艺过程中来

片进行外观目检及图形镜

检ꎬ 判断其是否符合本工艺

加工要求

２ ３ ３ 能对新材料的特殊

性进行检查或通过工艺实验

进行验证

２ ３ １ 工艺对晶圆片尺

寸与厚度的要求

２ ３ ２ 工艺过程接片检

验要求

２ ３ ３ 新型晶圆片检验

要求

２ ４ 晶圆

片清洁处理

２ ４ １ 能设定清洁处理操

作菜单或工作流程

２ ４ ２ 能完成不同晶圆片

的清洁处理操作

２ ４ ３ 能按工艺规范处理

清洁过程中晶圆片不干净、
破损等操作问题

２ ４ ４ 能按规定处置清洁

处理后的废液、 废气等有害

物质

２ ４ ５ 能 完 成 采 用 新 工

艺、 新材料晶圆片的清洁处

理操作

２ ４ １ 菜单及工作流程

设置、 修改要求

２ ４ ２ 清洁处理常见问

题处置方法

２ ４ ３ 新工艺、 新材料

的控制要求

２ ４ ４ 废物处置要求

０４
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

３
外
延
生
长

３ １ 生长

方式确认

３ １ １ 能根据衬底材料和

外延层要求选定同质外延生

长与异质外延生长

３ １ ２ 能根据外延层特性

要求选定化学外延生长或物

理外延生长

３ １ ３ 能根据外延要求ꎬ
选定单质外延生长与多元外

延生长

３ １ １ 外延生长工艺原

理

３ １ ２ 不同外延方式对

外延层组份、 厚度的控制

精度范围

３ ２ 工艺

操作

３ ２ １ 能针对不同工艺菜

单设置相应的外延生长工艺

参数

３ ２ ２ 能完成新型外延设

备的外延生长操作

３ ２ ３ 能通过选择性腐蚀

观察外延层位错

３ ２ ４ 能通过外延过程工

艺参数的监控初步判断外延

片的质量状况

３ ２ ５ 能对停电等突发情

况进行应急处置

３ ２ １ 外延生长工艺参

数设置要求

３ ２ ２ 外延层选择腐蚀

控制要求

３ ２ ３ 外延设备工艺监

测要求

３ ２ ４ 外延设备紧急处

置措施

３ ３ 质量

检查

３ ３ １ 能完成外延层几何

参数的检测

３ ３ ２ 能完成外延层电学

参数的检测

３ ３ ３ 能判断外延层掺杂

浓度、 厚度、 均匀性等参数

是否满足产品要求

３ ３ ４ 能判断外延过程是

否存在衬底杂质外扩散现象

３ ３ １ 外延层几何与电

学参数检测方法

３ ３ ２ 外延片的产品要

求

３ ３ ３ 外延衬底杂质外

扩控制方法

１４
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

３
外
延
生
长

３ ４ 记录
填写

３ ４ １ 能识读外延工艺统
计过程数据或控制图

３ ４ ２ 能通过数据或控制
图判断目前的外延工艺是否
受控

３ ４ １ 数据采集与分析
３ ４ ２ 统计过程控制基

础知识

４
氧
化
扩
散

４ １ 工艺
方式确认

４ １ １ 能确定氧化过程采
用干氧或湿氧氧化方式及氧
化时间

４ １ ２ 能确定扩散源类型
和扩散杂质类别及扩散方式

４ １ ３ 能确定升降温及进
出舟速率是否满足工艺要求

４ １ ４ 能确定工艺温度、
掺杂剂类型、 扩散方式等在
氧化扩散中的重要程度

４ １ １ 干氧与湿氧氧化
的特点及应用场合

４ １ ２ 温度变化对氧化
扩散质量的影响

４ １ ３ 掺杂剂类型对扩
散的影响

４ ２ 工艺
操作

４ ２ １ 能根据掺杂浓度与
结深的要求选择氧化、 扩散
工艺条件

４ ２ ２ 能 完 成 新 型 的 氧
化、 扩散方式的工艺操作

４ ２ ３ 能根据工艺规范及
单晶、 多晶、 非晶硅特性选
择氧化时间

４ ２ ４ 能根据晶圆片的性
质确定晶圆片是否能进行高
温氧化操作

４ ２ ５ 能通过氧化、 扩散
过程工艺参数的监控初步判
断氧化、 扩散工艺质量状况

４ ２ ６ 能对停电等突发情
况进行应急处置

４ ２ １ 氧化、 扩散工艺
在掺杂方面的应用

４ ２ ２ 掺杂浓度、 晶体
结构对氧化速率的影响

４ ２ ３ 高温氧化的副作
用

４ ２ ４ 工艺参数对氧化
层厚度、 结深、 浓度的影
响

４ ２ ５ 氧化扩散应急处
置措施

２４
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

４
氧
化
扩
散

４ ３ 质量

检查

４ ３ １ 能完成晶圆片表面

缺陷或沾污的镜检ꎬ 并判断

是否合格

４ ３ ２ 能进行结深的测量

４ ３ ３ 能判断扩散杂质源

的杂质含量是否满足工艺要

求

４ ３ １ 结深的检测或估

算方法

４ ３ ２ 缺陷对加工质量

及产品可靠性的影响

４ ４ 记录

填写

４ ４ １ 能识读氧化、 扩散

工艺统计过程数据或控制图

４ ４ ２ 能通过以往工艺数

据统计或控制图判断目前的

氧化、 扩散工艺是否受控

４ ４ １ 数据采集与分析

４ ４ ２ 统计过程控制基

础知识

５
化
学
气
相
淀
积

５ １ 工艺

方式确认

５ １ １ 能根据工艺温度等

条件确定淀积介质的致密程

度

５ １ ２ 能判断化学气相淀

积介质的化学配比变化对介

质层质量的影响

５ １ ３ 能确定化学气相淀

积过程中的压力、 功率、 等

离子辉光颜色、 介质膜颗粒

等是否满足工艺要求

５ １ ４ 能确认化学气相淀

积的介质层质量是否满足芯

片要求

５ １ １ 工艺温度等对介

质膜致密性的影响

５ １ ２ 介质层化学配比

与化学气相淀积条件关系

５ １ ３ 介质层质量对芯

片稳定性可靠性的影响

３４
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

５
化
学
气
相
淀
积

５ ２ 工艺

操作

５ ２ １ 能完成不同化学气

相淀积介质层的生长操作

５ ２ ２ 能完成化学气相淀

积设备腔体的清洗与设备状

态恢复工作

５ ２ ３ 能判断工艺操作流

程是否存在安全隐患

５ ２ ４ 能通过化学气相淀

积工艺参数的监控初步判断

淀积后介质膜的厚度及致密

性

５ ２ ５ 能完成新型化学气

相淀积设备的操作

５ ２ ６ 能对停电等突发情

况进行应急处置

５ ２ １ 化学气相淀积在

半导体芯片制造中的应用

５ ２ ２ 化学气相淀积介

质层质量控制要求

５ ２ ３ 化学气相淀积设

备清洗管理规定

５ ２ ４ 化学气相淀积用

气安全与应急处置措施

５ ３ 质量

检查

５ ３ １ 能估算化学气相淀

积设备附着介质层厚度

５ ３ ２ 能对介质淀积前后

的芯片质量参数进行抽测

５ ３ １ 气相淀积颗粒控

制方法

５ ３ ２ 钝化层对芯片性

能的影响

５ ４ 记录

填写

５ ４ １ 能识读化学气相淀

积工艺统计过程数据或控制

图

５ ４ ２ 能通过以往工艺数

据统计或控制图判断目前的

化学气相淀积工艺是否受控

５ ４ １ 数据采集与分析

５ ４ ２ 统计过程控制基

础知识

４４
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

６
光
刻

６ １ 工艺

方式确认

６ １ １ 能根据不同的光刻

方式及工艺要求选择对应的

光刻胶、 光刻版

６ １ ２ 能确认涂胶、 曝光

等设备参数偏差对光刻工艺

的影响

６ １ ３ 能确认不同曝光方

式对应的图形控制要求

６ １ ４ 能确认光刻版是否

需要洁净处理

６ １ １ 不同光刻方式对

光刻图形的影响

６ １ ２ 工艺参数偏差对

光刻质量的影响

６ １ ３ 光刻版清洁处理

规定

６ ２ 工艺

操作

６ ２ １ 能完成新型涂胶、
显影、 曝光、 坚膜设备的工

艺操作

６ ２ ２ 能进行光刻废液、
废气的安全处置

６ ２ ３ 能完成不同剖面形

貌的光刻工艺操作

６ ２ ４ 能完成光刻设备的

日常维护与保养

６ ２ ５ 能对停电等突发情

况进行应急处置

６ ２ １ 光刻设备与光刻

精度及分辨率的关系

６ ２ ２ 烘焙、 显影对光

刻胶形貌的影响关系

６ ２ ３ 光刻设备日常维

护保养要求

６ ２ ４ 应急处置措施要

求

６ ３ 质量

检查

６ ３ １ 能判断光刻图形的

偏差是设备系统造成还是人

为因素引起

６ ３ ２ 能完成关键工艺的

专检

６ ３ ３ 能对光刻工艺各工

步进行质量检查

６ ３ １ 不同光刻工艺图

形偏差特点

６ ３ ２ 光刻专检要求

５４
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

６
光
刻

６ ４ 记录

填写

６ ４ １ 能完成光刻关键工

艺专检记录的填写

６ ４ ２ 能通过以往光刻工

艺数据统计或控制图ꎬ 判断

目前的光刻工艺是否受控

６ ４ １ 专检记录填写与

控制

６ ４ ２ 统计过程控制基

础知识

７
刻
蚀

７ １ 工艺

方式确认

７ １ １ 能根据不同版图结

构或芯片图形初步判断芯片

工艺类型

７ １ ２ 能根据不同条宽及

损伤要求确定相应的刻蚀方

式

７ １ ３ 能确认需要刻蚀的

介质层或晶圆片材料是否会

产生沾污并影响刻蚀

７ １ １ 刻蚀损伤对器件

稳定性、 可靠性等参数的

影响基础知识

７ １ ２ 沾污的来源与清

除方法

７ ２ 工艺

操作

７ ２ １ 能完成不同介质层

及不同材料的刻蚀操作

７ ２ ２ 能进行不同形貌刻

蚀图形的刻蚀操作

７ ２ ３ 能完成腐蚀液的更

换或对刻蚀设备的清洁操作

７ ２ ４ 能完成新型刻蚀设

备的工艺操作

７ ２ ５ 能对停电等突发情

况ꎬ 进行安全处置ꎬ 保护刻

蚀人员、 设备、 物料等的安

全

７ ２ １ 不同刻蚀方法对

图形结构及晶圆片损伤的

影响关系

７ ２ ２ 去胶工艺基本原

理

７ ２ ３ 刻蚀工艺基本原

理

７ ２ ４ 刻蚀工艺应对突

发情况的处置措施

６４

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

７
刻
蚀

７ ３ 质量

检查

７ ３ １ 能测量与检查刻蚀

深度

７ ３ ２ 能检查刻蚀后图形

结构或表面颗粒沾污

７ ３ ３ 能 判 断 刻 蚀 去 胶

后ꎬ 晶圆片表面是否存在沾

污

７ ３ １ 刻蚀深度测试仪

使用方法

７ ３ ２ 刻蚀沾污对刻蚀

形貌和刻蚀速率的影响

７ ４ 记录

填写

７ ４ １ 能识别刻蚀工艺统

计过程数据或控制图

７ ４ ２ 能通过以往数据或

控制图判断目前的刻蚀工艺

是否受控

７ ４ １ 数据采集与分析

７ ４ ２ 数据与控制图应

用方法

８
离
子
注
入

８ １ 工艺

方式确认

８ １ １ 能根据注入能量、
剂量要求ꎬ 确定离子注入机

类型

８ １ ２ 能根据注入能量、
剂量要求确定注入操作时注

入机的真空度等设备运行参

数

８ １ ３ 能检查能量、 剂量

等探测装置是否有效

８ １ ４ 能确定晶圆片在离

子注入前的处理方式

８ １ １ 真空对离子注入

束流与放电的影响关系

８ １ ２ 能量、 剂量等参

数的监测计算方法

８ １ ３ 离子注入前处理

的目的与作用

７４

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

８
离
子
注
入

８ ２ 工艺

操作

８ ２ １ 能根据注入能量与

剂量及离子注入机的性能确

定离子注入的加速电压与束

流大小ꎬ 并调整至稳定状态

８ ２ ２ 能更换杂质源ꎬ 测

量灯丝绝缘座、 高压部件等

的绝缘性ꎬ 清除设备沾污

８ ２ ３ 能判断注入过程中

出现的打火类型及发生部

位ꎬ 并排除打火现象

８ ２ ４ 能按验证规范完成

离子注入机的工艺验证操作

８ ２ ５ 能对停电等突发情

况进行应急处置

８ ２ １ 离子注入工艺验

证方法

８ ２ ２ 高阻表的使用与

测量方法

８ ２ ３ 高压打火的规避

防护方法

８ ２ ４ 离子注入均匀性

的检测方法

８ ２ ５ 离子注入应急处

置措施要求

８ ３ 质量

检查

８ ３ １ 能根据注入后的性

能指标判断注入的能量、 剂

量与要求值的偏差及注入均

匀性是否满足要求

８ ３ ２ 能镜检注入后的晶

圆片图形是否沾污、 变形ꎬ
是否有破坏点或破坏区域

８ ３ １ 离子注入均匀性

判断的基本方法与要求

８ ３ ２ 离子注入机束流

等工艺参数的检测方法

８ ４ 记录

填写

８ ４ １ 能识读离子注入工

艺统计过程数据或控制图

８ ４ ２ 能通过数据或控制

图判断目前的离子注入工艺

是否受控

８ ４ １ 离子注入数据采

集与分析

８ ４ ２ 统计过程控制基

础知识

８４

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

９
退
火

９ １ 工艺

方式确认

９ １ １ 能确认退火升降温

速率是否满足工艺要求

９ １ ２ 能确定退火温度、
退火气氛是否符合退火要求

９ １ ３ 能针对不同晶圆片

类型确定退火温度是否满足

芯片工艺

９ １ １ 离子注入损伤的

修复基础知识

９ １ ２ 不同类型晶圆片

的物理特性知识

９ ２ 工艺

操作

９ ２ １ 能监控退火设备工

艺参数ꎬ 确认退火设备的恒

温区

９ ２ ２ 能完成退火设备腔

体的清洁处理

９ ２ ３ 能根据不同芯片产

品要求选择并确认退火设备

及工作方式

９ ２ ４ 能通过注入与退火

配合调节掺杂杂质在晶圆片

内部的分布形貌

９ ２ ５ 能对停电等突发情

况进行安全处置ꎬ 保护退火

人员、 设备、 物料等的安全

９ ２ １ 注入与退火调节

结深及杂质形貌方法

９ ２ ２ 退火设备工艺腔

体清洁要求

９ ２ ３ 退火对芯片性能

的影响

９ ２ ４ 退火工艺应急处

置措施要求

９ ３ 质量

检查

９ ３ １ 能根据退火后的性

能指标判断退火与工艺要求

的偏差及退火均匀性是否满

足要求

９ ３ ２ 能完成退火后所要

求参数的监控与检测ꎬ 判断

退火是否满足要求

９ ３ １ 离子注入与退火

对参数均匀性的影响

９ ３ ２ 杂质分布对芯片

性能的影响

９４

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

９
退
火

９ ４ 记录

填写

９ ４ １ 能识读退火工艺统

计过程数据或控制图

９ ４ ２ 能通过数据或控制

图判断目前的退火工艺是否

受控

９ ４ １ 退火工艺数据采

集与分析

９ ４ ２ 工艺受控的判别

准则

１０
电
子
真
空
镀
膜

１０ １ 工艺

方式确认

１０ １ １ 能确认电子真空

镀膜是采用溅射方式还是蒸

发方式

１０ １ ２ 能根据电子真空

镀膜层厚度及组份确定腐蚀

/剥离的方式与腐蚀 /剥离工

艺条件

１０ １ ３ 能确定电子真空

镀膜是否需要对晶圆片进行

加热处理

１０ １ ４ 能确认蒸发 /溅射

速率是否满足工艺要求

１０ １ １ 溅射、 蒸发原理

与工艺

１０ １ ２ 镀 膜 层 腐 蚀 方

式、 方法及各自特点

１０ １ ３ 金属剥离工艺对

胶形及电子真空镀膜厚度

的基本要求

１０ ２ 工艺

操作

１０ ２ １ 能完成新型电子

真空镀膜设备的安全操作

１０ ２ ２ 能完成不同组分

的电子真空镀膜工艺操作

１０ ２ ３ 能完成晶圆片图

形的腐蚀 /剥离操作

１０ ２ ４ 能计算电子真空

镀膜工艺过程中镀膜材料的

消耗量

１０ ２ ５ 能对停电等突发

情况进行应急处置

１０ ２ １ 蒸发与溅射方式

对真空镀膜质量的影响

１０ ２ ２ 电子真空镀膜源

材料消耗量的计算方法

１０ ２ ３ 电子真空镀膜应

急处置措施

０５

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１０
电
子
真
空
镀
膜

１０ ３ 质量

检查

１０ ３ １ 能判断镀膜层腐

蚀 /剥离是否干净

１０ ３ ２ 能判断光刻胶是

否去除干净

１０ ３ ３ 能测量电子真空

镀膜层方块电阻等参数ꎬ 并

对膜层质量进行判断

１０ ３ １ 镀膜层腐蚀 /剥
离检验规范

１０ ３ ２ 镀膜金属方块电

阻规范表

１０ ４ 记录

填写

１０ ４ １ 能识读电子真空

镀膜工艺统计过程数据或控

制图

１０ ４ ２ 能通过数据或控

制图判断目前的电子真空镀

膜工艺是否受控

１０ ４ １ 数据采集与分析

１０ ４ ２ 统计过程控制基

础知识

１１
半
导
体
器
件
和
集
成
电
路
电
镀

１１ １ 工艺

方式确认

１１ １ １ 能确认电镀种子

层成份和电镀金属成份及电

镀方式

１１ １ ２ 能根据电子真空

镀膜、 电镀、 腐蚀等工艺条

件确定金属电极电镀层的厚

度范围

１１ １ ３ 能确认电镀前处

理是否满足电镀要求

１１ １ ４ 能确认带胶电镀

胶形貌是否满足电镀要求

１１ １ ５ 能根据晶圆片电

镀面积计算电镀电流大小ꎬ
并确认电镀电流密度是否符

合工艺要求

１１ １ １ 电镀工艺对种子

层的要求

１１ １ ２ 电镀前对晶圆片

的处理要求

１１ １ ３ 电镀对光刻胶的

要求

１１ １ ４ 电镀液的维护使

用要求

１１ １ ５ 电镀电流密度对

电镀质量的影响

１５

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１１
半
导
体
器
件
和
集
成
电
路
电
镀

１１ ２ 工艺

操作

１１ ２ １ 能完成新型电镀

设备的安全操作

１１ ２ ２ 能完成不同镀层

金属及不同厚度金属层的电

镀操作

１１ ２ ３ 能完成对电镀种

子层的腐蚀操作

１１ ２ ４ 能计算电镀过程

中电镀液主盐的消耗量

１１ ２ ５ 能计算电镀层的

厚度

１１ ２ ６ 能对停电等突发

情况进行应急处置

１１ ２ １ 电镀液对镀层质

量的影响

１１ ２ ２ 金属源消耗量的

计算方法

１１ ２ ３ 不同电镀方式对

镀层影响

１１ ２ ４ 电镀应急安全处

置措施

１１ ３ 质量

检查

１１ ３ １ 能检测金属层硬

度

１１ ３ ２ 能判断镀层金属

与晶圆片粘附能力

１１ ３ ３ 能判断电镀层厚

度、 形貌及去除光刻胶是否

满足工艺要求

１１ ３ １ 金属层硬度的检

测方法

１１ ３ ２ 金属层粘附性能

的实验方法与判断

１１ ４ 记录

填写

１１ ４ １ 能识读电镀工艺

统计过程数据或控制图

１１ ４ ２ 能通过数据或控

制图判断目前的电镀工艺是

否受控

１１ ４ １ 数据采集与分析

１１ ４ ２ 统计过程控制基

础知识

２５

职业编码: ６－２５－０２－０５



３ ４　 二级 /技师

外延工考核 １、 ２、 １１ 项职业功能ꎻ 氧化扩散工考核 １、 ３、 １１
项职业功能ꎻ 化学气相淀积工考核 １、 ４、 １１ 项职业功能ꎻ 光刻工考

核 １、 ５、 ６、 １１ 项职业功能ꎻ 离子注入工考核 １、 ７、 ８、 １１ 项职业

功能ꎻ 电子真空镀膜工考核 １、 ９、 １１ 项职业功能ꎻ 半导体器件和集

成电路电镀工考核 １、 １０、 １１ 项职业功能ꎮ

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１
工
艺
环
境
处
置

１ １ 洁净

环境维护

１ １ １ 能针对设备、 工作

台等的摆放对洁净控制的影

响提出建议

１ １ ２ 能对不符合洁净要

求的工艺操作提出整改或纠

正措施

１ １ ３ 能对洁净区内人员

走动与物品传递路线提出减

少污染、 提高效率的建议

１ １ ４ 能 通 过 观 察、 触

摸、 闻、 听等方式判断净化

工作条件是否正常

１ １ １ 设备、 工作台及

物品摆放对洁净区内颗粒

产生与消失的影响

１ １ ２ 洁净区内人员与

物料进出的优化措施

１ １ ３ 洁净环境异常与

对策

１ ２ 工艺

器具洁净处

理

１ ２ １ 能对工艺器具的洁

净处理工艺菜单或工作流程

进行优化调整

１ ２ ２ 能完成新型工艺器

具的洁净处理工作ꎬ 设计针

对其洁净处理的简易工装

１ ２ ３ 能对洁净处理后的

工艺器具保存环境是否符合

要求做出判断ꎬ 并提出改进

建议

１ ２ １ 工艺菜单优化调

整规定

１ ２ ２ 新型工艺器具洁

净处理注意事项

１ ２ ３ 加工图纸的设计

与绘图知识

３５

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

２
外
延
生
长

２ １ 工艺

操作

２ １ １ 能优化调整外延生

长的工艺菜单或工作流程

２ １ ２ 能完成外延设备的

换源、 换气、 换舟等操作

２ １ ３ 能完成不同外延工

艺、 多种外延层结构的外延

生长

２ １ ４ 能进行新外延结构

的生长操作

２ １ ５ 能解决外延层缺陷

密度高、 外延层掺杂浓度与

厚度超差、 外延层表面发雾

等常见的工艺质量问题

２ １ ６ 能对外延生长工艺

的改进提出建议

２ １ １ 半导体外延材料

生长技术

２ １ ２ 同质外延、 异质

外延的控制

２ １ ３ 新外延结构生长

控制

２ １ ４ 晶格失配对外延

生长及器件性能的影响

２ １ ５ 外延工艺问题处

置要求

２ ２ 质量

检查

２ ２ １ 能测量外延片载流

子迁移率、 掺杂浓度等参数

２ ２ ２ 能完成新外延材料

的参数检测ꎬ 判断是否满足

生长要求

２ ２ ３ 能对测量结果进行

分析ꎬ 判定外延片质量

２ ２ ４ 能根据外延工艺的

统计数据或控制图发现外延

工艺变异

２ ２ ５ 能分析质量问题产

生的主要原因

２ ２ １ 外 延 层 迁 移 率、
浓度等测量方法

２ ２ ２ 统计过程控制方

法

２ ２ ３ 现场质量管理与

信息反馈知识

２ ２ ４ 过程变异的发现

与处置方法和要求

４５
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

３
氧
化
扩
散

３ １ 工艺
操作

３ １ １ 能优化氧化、 扩散
设备的工艺菜单或工作流程

３ １ ２ 能完成扩散杂质源
等源瓶 (片) 安全更换工作

３ １ ３ 能解决氧化层厚度
不均匀、 扩散方块电阻偏差
大、 扩散后晶圆片表面缺陷
过多等工艺质量问题

３ １ ４ 能完成新结构器件
的氧化、 扩散工作ꎬ 并跟踪
与之有关的器件结果反馈ꎬ
进行工艺调整

３ １ ５ 能对氧化、 扩散工
艺的改进提出建议

３ １ １ 氧化扩散设备工
艺菜单或工作流程优化调
整控制要求

３ １ ２ 不同杂质扩散对
不同炉体的要求规定

３ １ ３ 新结构器件对氧
化、 扩散工艺的要求

３ １ ４ 氧化、 扩散工艺
问题处置要求

３ ２ 质量
检查

３ ２ １ 能根据芯片检测结
果ꎬ 判断氧化、 扩散炉温、
气体流量等是否正常

３ ２ ２ 能完成炉体恒温区
的检测操作ꎬ 并判断是否满
足工艺要求

３ ２ ３ 能给出更换杂质源
后的扩散验证结果ꎬ 并确认
其是否满足工艺要求

３ ２ ４ 能判断扩散及介质
层是否存在缺陷或结深是否
满足要求

３ ２ ５ 能根据新的芯片设
计ꎬ 检测氧化、 扩散工艺结
果是否满足新设计的要求

３ ２ ６ 能根据统计数据或
控制图发现工艺的变异ꎬ 并
分析产生变异的主要原因

３ ２ １ 工艺条件对氧化
扩散质量的影响

３ ２ ２ 恒温区的检测及
调控要求

３ ２ ３ 芯片特性与工艺
质量关系

３ ２ ４ 现场质量管理常
用工具及统计过程控制基
本理论

３ ２ ５ 新器件结构对氧
化、 扩散工艺的要求

５５
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

４
化
学
气
相
淀
积

４ １ 工艺

操作

４ １ １ 能优化调整化学气

相淀积设备的工艺菜单或工

作流程

４ １ ２ 能根据芯片工艺对

介质层应力的要求调节化学

气相淀积工艺条件ꎬ 达到要

求的应力范围

４ １ ３ 能控制掺杂化学气

相淀积介质层的杂质含量

４ １ ４ 能解决淀积介质层

厚度不均匀、 折射率或应力

偏差过大、 表面颗粒过多、
介质龟裂等工艺质量问题

４ １ ５ 能完成新结构器件

的化学气相淀积工作ꎬ 并跟

踪与之有关的器件结果反

馈ꎬ 进行工艺调整

４ １ ６ 能对化学气相淀积

工艺的改进提出建议

４ １ １ 化学气相淀积设

备工艺菜单优化调整规定

４ １ ２ 新结构器件对化

学气相淀积的要求

４ １ ３ 化学气相淀积杂

质含量的控制方法

４ １ ４ 新材料、 新技术

在工艺中采用的规定

４ １ ５ 化学气相淀积工

艺问题处置要求

６５
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

４
化
学
气
相
淀
积

４ ２ 质量

检查

４ ２ １ 能判断介质层是否

满足应力控制要求

４ ２ ２ 能检查介质层回流

是否满足工艺要求ꎬ 杂质含

量与回流温度是否满足工艺

条件

４ ２ ３ 能对化学气相淀积

后介质层可能存在的孔洞大

小进行判断

４ ２ ４ 能定量检测采用新

化学气相淀积技术后的介质

层质量

４ ２ ５ 能根据统计数据或

控制图发现工艺的变异ꎬ 并

分析产生变异的主要原因

４ ２ １ 应力可调的化学

气相淀积介质层工艺技术

４ ２ ２ 介质回流的控制

技术

４ ２ ３ 化学气相淀积后

介质层孔洞大小的控制措

施

４ ２ ４ 现场质量管理常

用工具及统计过程控制基

本理论

５
光
刻

５ １ 工艺

操作

５ １ １ 能优化调整光刻工

艺设备工艺菜单或工作流程

５ １ ２ 能根据芯片制造流

程ꎬ 优化调整选用光刻胶等

材料的品种与类型

５ １ ３ 能完成新结构器件

的光刻工作ꎬ 并跟踪与光刻

有关的器件结果反馈ꎬ 对光

刻工艺进行调整

５ １ ４ 能解决光刻浮胶、
显影不干净、 条宽均匀性

差、 对位偏差大等工艺质量

问题

５ １ ５ 能对光刻工艺的改

进提出建议

５ １ １ 工艺菜单及工作

流程的优化调整规定

５ １ ２ 新结构器件对光

刻工艺的要求

５ １ ３ 光刻工艺技术的

发展及在芯片制造业的重

要作用

５ １ ４ 光刻工艺问题处

置要求

７５
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

５
光
刻

５ ２ 质量

检查

５ ２ １ 能验证新选用的光

刻胶等材料的适用性

５ ２ ２ 能监控新型光刻技

术采用后的工艺参数是否达

到预期效果ꎬ 并判断其适用

性

５ ２ ３ 能对多层光刻胶形

貌结构是否满足工艺要求做

出判断

５ ２ ４ 能根据光刻统计数

据或控制图发现光刻工艺的

变异

５ ２ １ 光刻胶的工艺验

证规范

５ ２ ２ 半导体芯片制造

工艺成本的主要分布

５ ２ ３ 现场质量管理常

用工具及统计过程控制基

本理论

６
刻
蚀

６ １ 工艺

操作

６ １ １ 能优化刻蚀工艺菜

单或工作流程

６ １ ２ 能完成新结构芯片

的刻蚀操作ꎬ 并跟踪与刻蚀

工艺有关的结果反馈ꎬ 改进

刻蚀工艺

６ １ ３ 能根据刻蚀深度、
刻蚀台阶形貌、 刻蚀损伤等

要求确定刻蚀设备及刻蚀工

艺条件

６ １ ４ 能解决刻蚀残留、
刻蚀钻蚀、 刻蚀均匀性差等

工艺质量问题

６ １ ５ 能对刻蚀工艺的改

进提出建议

６ １ １ 刻蚀机理及刻蚀

效果

６ １ ２ 工艺优化管理规

定

６ １ ３ 刻蚀工艺技术

６ １ ４ 工艺稳定性控制

技术

６ １ ５ 刻蚀工艺问题处

置要求

８５
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

６
刻
蚀

６ ２ 质量

检查

６ ２ １ 能控制各向同性、
各向异性的刻蚀ꎬ 并能判断

是否满足工艺要求

６ ２ ２ 能对刻蚀工艺是否

满足芯片加工要求做出判断

６ ２ ３ 能 监 控 新 刻 蚀 技

术、 新材料、 新设备采用后

工艺参数是否达到预期效

果ꎬ 并判断其适用性

６ ２ ４ 能根据统计数据或

控制图发现工艺的变异ꎬ 并

分析产生变异的主要原因

６ ２ １ 刻蚀工艺纵横向

控制技术

６ ２ ２ 新技术方法采用

的规定

６ ２ ３ 刻蚀技术的发展

趋势与质量成本控制

６ ２ ４ 刻蚀参数的表征

及控制方法

７
离
子
注
入

７ １ 工艺

操作

７ １ １ 能优化调整离子注

入机注入工艺菜单或离子注

入工作流程

７ １ ２ 能完成新离子注入

机的安全操作与工艺状态确

认

７ １ ３ 能进行与离子注入

有关的工艺实验工作

７ １ ４ 能解决注入不均、
注入退火后方块电阻与结深

偏差过大等工艺质量问题

７ １ ５ 能对离子注入工艺

的改进提出建议

７ １ １ 离子注入机工艺

菜单优化调整要求

７ １ ２ 离子注入安全操

作及工艺状态确认方法与

要求

７ １ ３ 离子注入工艺实

验要求

７ １ ４ 离子注入工艺问

题处置要求

９５
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

７
离
子
注
入

７ ２ 质量

检查

７ ２ １ 能计算离子注入掺

杂的结深

７ ２ ２ 能根据新的注入技

术要求检查及跟踪注入后的

芯片指标是否符合要求

７ ２ ３ 能根据统计数据或

控制图发现过程变异ꎬ 能分

析产生变异的主要原因

７ ２ ４ 能实现不同形貌杂

质分布的离子注入

７ ２ １ 注入能量、 注入

杂质与注入结深的关系

７ ２ ２ 现场质量管理活

动常识

７ ２ ３ 过程变异的发现

与处置方法和要求

８
退
火

８ １ 工艺

操作

８ １ １ 能优化调整退火设

备的退火工艺菜单或工作流

程

８ １ ２ 能完成新退火设备

的状态确认

８ １ ３ 能解决退火后参数

分布不均、 表面沾污、 晶圆

片变形超差等工艺问题

８ １ ４ 能完成采用新技术

进行的芯片生产退火操作ꎬ
跟踪与退火工艺有关的结

果ꎬ 反馈改进退火工艺

８ １ ５ 能对退火工艺的改

进提出建议

８ １ １ 退火设备工艺菜

单优化调整要求

８ １ ２ 新设备的安全操

作守则

８ １ ３ 退火工艺问题处

置要求

８ １ ４ 不同退火工艺技

术对芯片性能的影响趋势

０６
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

８
退
火

８ ２ 质量

检查

８ ２ １ 能估算退火后的结

深变化

８ ２ ２ 能对表现出的掺杂

不均匀ꎬ 判断出是注入还是

退火造成的

８ ２ ３ 能根据退火统计数

据或控制图发现过程变异

８ ２ ４ 能根据退火设备参

数监控ꎬ 估算退火后晶圆片

的质量

８ ２ ５ 能完成不同形貌杂

质分布的退火后质量检查

８ ２ １ 退火对 ＰＮ 结结深

及杂质激活及器件特性的

影响

８ ２ ２ 退火工艺过程变

异的发现与处置方法和要

求

９
电
子
真
空
镀
膜

９ １ 工艺

操作

９ １ １ 能优化电子真空镀

膜设备的工艺菜单或电子真

空镀膜工作流程

９ １ ２ 能完成电子真空镀

膜设备的换源、 换靶工作ꎬ
并验证工作状态是否满足工

艺要求

９ １ ３ 能针对新器件完成

电子真空镀膜工艺新要求的

操作ꎬ 并跟踪结果判断是否

能满足新器件对工艺的要求

９ １ ４ 能解决电子真空镀

膜后表面沾污、 粘附不牢、
图形缺失、 变形等工艺质量

问题

９ １ ５ 能对电子真空镀膜

工艺改进提出建议

９ １ １ 电子真空镀膜设

备及工艺菜单优化调整要

求

９ １ ２ 电子真空镀膜工

艺新技术采用的规定

９ １ ３ 电子真空镀膜对

源与靶材的要求与控制

９ １ ４ 电子真空镀膜工

艺问题处置要求

１６
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

９
电
子
真
空
镀
膜

９ ２ 质量

检查

９ ２ １ 能通过电参数测试

和镜检及扫描电镜等检测手

段判断欧姆接触合金是否满

足要求

９ ２ ２ 能开展电子真空镀

膜工艺实验ꎬ 并通过实验检

测数据判断实验结果是否满

足要求

９ ２ ３ 能根据统计数据或

控制图发现过程变异ꎬ 分析

产生变异的主要原因

９ ２ ４ 能根据电子真空镀

膜层的表观质量及监控参数

的变化判断出镀膜质量问题

的原因

９ ２ ５ 能对电子真空镀膜

加工的晶片进行电子真空镀

膜前、 电子真空镀膜中及电

子真空镀膜后的质量检查ꎬ
并判断加工质量是否合格

９ ２ １ 欧姆接触形成机

理及检测方法

９ ２ ２ 多层金属化体系

电极对器件稳定性、 可靠

性的影响

９ ２ ３ 电子真空镀膜对

工艺过程控制要求

９ ２ ４ 现场质量管理活

动常用方法

９ ２ ５ 工艺过程变异的

发现与处置方法和要求

２６
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１０
半
导
体
器
件
和
集
成
电
路
电
镀

１０ １ 工艺
操作

１０ １ １ 能配制电镀液或
调整电镀液的主盐含量

１０ １ ２ 能优化调整电镀
工艺过程的工艺菜单或工作
流程

１０ １ ３ 能针对新器件或
新电镀工艺的要求进行操
作ꎬ 跟踪结果ꎬ 判断是否满
足要求ꎬ 进行工艺改进

１０ １ ４ 能解决镀层发花、
缺失、 连条、 穿镀、 厚度不
均、 厚度不达标等工艺质量
问题

１０ １ ５ 能对电镀工艺改
进提出建议

１０ １ １ 电镀设备及工艺
菜单优化调整要求

１０ １ ２ 电镀液配制与调
整维护要求

１０ １ ３ 电镀新技术采用
的规定

１０ １ ４ 电镀工艺问题处
置要求

１０ ２ 质量
检查

１０ ２ １ 能根据电镀后晶
圆片金属图形形貌、 电镀工
艺参数的控制及最终器件结
果ꎬ 判断新配制或调整的电
镀液是否满足工艺要求

１０ ２ ２ 能通过实验检测
数据判断实验结果是否满足
要求

１０ ２ ３ 能根据统计数据
或控制图发现过程变异ꎬ 分
析产生变异的主要原因

１０ ２ ４ 能完成对电镀特
殊过程的工艺验证

１０ ２ ５ 能判断非平面金
属电镀层的连续性、 完整性
是否满足电镀加工的质量要求

１０ ２ １ 电镀液酸碱度测
试及电镀质量的检测方法

１０ ２ ２ 电镀层质量的检
测及控制要求

１０ ２ ３ 现场质量管理活
动常用方法

１０ ２ ４ 工艺过程变异的
发现与处置方法和要求

３６
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１１
培
训
及
管
理

１１ １ 培

训指导

１１ １ １ 能指导与监督三

级 /高级工及以下人员的安

全操作

１１ １ ２ 能指导三级 /高级

工及以下人员的工艺工作

１１ １ ３ 能对三级 /高级工

及以下人员遇到的操作类问

题给予解答

１１ １ ４ 能对三级 /高级工

及以下人员讲授应急工艺处

置措施

１１ １ ５ 能讲授本领域半

导体芯片制造工艺基础知识

１１ １ １ 培训教学知识

１１ １ ２ 培训指导方法

１１ １ ３ 应急处置方法及

演练示范方法

１１ １ ４ 工艺技术基础知

识

１１ ２ 管

理

１１ ２ １ 能对本工艺操作

过程中使用的物料进行管控

１１ ２ ２ 能对工艺过程操

作类文件进行管理

１１ ２ ３ 能对现场工艺活

动的质量提升提出合理化建

议或改进措施

１１ ２ ４ 能对产品质量和

成本管理提出改进建议

１１ ２ １ 物料管理办法

１１ ２ ２ 文件管理规定

１１ ２ ３ 产品质量成本基

础知识

１１ ２ ４ 改进建议提交规

定

４６
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３ ４　 一级 /高级技师

外延工考核 １、 ２、 １１ 项职业功能ꎻ 氧化扩散工考核 １、 ３、 １１
项职业功能ꎻ 化学气相淀积工考核 １、 ４、 １１ 项职业功能ꎻ 光刻工考

核 １、 ５、 ６、 １１ 项职业功能ꎻ 离子注入工考核 １、 ７、 ８、 １１ 项职业

功能ꎻ 电子真空镀膜工考核 １、 ９、 １１ 项职业功能ꎻ 半导体器件和集

成电路电镀工考核 １、 １０、 １１ 项职业功能ꎮ

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１
工
艺
环
境
处
置

１ １ 洁净

环境维护

１ １ １ 能对设备仪器、 工

作台的摆放及洁净区工作人

员分布调整前后收集数据ꎬ
进行定量统计分析ꎬ 将净化

条件控制在要求的范围内

１ １ ２ 能根据洁净区域大

小、 净化级别、 温湿度、 防

静电要求、 设备状况等条件

对工艺加工提出改进建议

１ １ ３ 能制订洁净区内工

作要求手册等操作文件

１ １ ４ 能对成品率、 产品

可靠性与净化成本的优化调

整提出建议或改进方案

１ １ １ 有关洁净环境控

制的国家与行业标准

１ １ ２ 操作类文件及部

分管理规定的编写知识

１ １ ３ 半导体芯片制造

工艺原理与技术

１ １ ４ 晶体管与集成电

路制造对净化环境的要求

１ ２ 工艺

器具洁净处

理

１ ２ １ 能制订工艺器具的

洁净处理操作指导书

１ ２ ２ 能对新型工艺器具

洁净处理操作工艺流程、 工

作菜单的设计与工艺操作方

式提出建议或改进方案

１ ２ ３ 能对工艺器具或洁

净处理设备的改造、 采购与

验收提出建议

１ ２ １ 工艺器具清洁处

理原理

１ ２ ２ 工艺器具在芯片

制造过程中的作用

１ ２ ３ 工艺器具对芯片

制造工艺质量的影响

５６
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

２
外
延
生
长

２ １ 工艺
操作

２ １ １ 能根据外延材料的
结构设计给出外延生长的工
艺条件

２ １ ２ 能对新技术、 新材
料、 新设备、 新产品进行工
艺实验ꎬ 判断其适用性

２ １ ３ 能制订晶圆片外延
生长操作指导书ꎬ 并对外延
生长工艺文件的符合性进行
检查

２ １ ４ 能编写外延生长工
艺实验报告

２ １ ５ 能针对外延生长操
作过程中出现的各类工艺问
题提出解决问题的方案及建
议

２ １ ６ 能对设备改造、 采
购与验收提出工艺操作类建议

２ １ １ 外延材料结构设
计的基础知识

２ １ ２ 不同外延材料生
长调控原理

２ １ ３ 外延生长工艺实
验报告撰写方法

２ １ ４ 材料外延生长原
理

２ １ ５ 设备改造与采购
验收知识

２ ２ 质量
检查

２ ２ １ 能根据现有外延技
术状况判断外延材料结构设
计是否合理

２ ２ ２ 能测量外延材料的
几何、 电学、 晶体学等参数

２ ２ ３ 能完成外延生长质
量问题严重程度的判定ꎬ 并
对暂时无法解决的问题进行
跟踪ꎬ 消除潜在的质量隐患

２ ２ ４ 能与用户对外延片
质量问题进行沟通ꎬ 核实质
量问题ꎬ 并根据需求状况提
出工艺能力提升建议

２ ２ １ 材料晶格、 应力、
热等方面的匹配知识

２ ２ ２ 外延材料能带图
基础知识

２ ２ ３ 外延材料量子学
基础知识

２ ２ ４ 质量问题的闭环
处理要求

６６
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

３
氧
化
扩
散

３ １ 工艺

操作

３ １ １ 能根据芯片结构设

计及参数等要求确定氧化、
扩散工艺条件

３ １ ２ 能对待采用的新技

术、 新材料、 新设备及新器

件设计等进行工艺实验ꎬ 判

断工艺是否可行

３ １ ３ 能制订氧化、 扩散

工艺操作指导书ꎬ 并对氧

化、 扩散工艺文件的符合性

进行检查

３ １ ４ 能编写氧化、 扩散

工艺实验报告

３ １ ５ 能解决氧化、 扩散

过程中出现的工艺与质量问

题或对质量问题的解决提出

方案及建议

３ １ ６ 能对氧化扩散设备

改造、 采购与验收提出工艺

操作类建议

３ １ １ 芯片结构设计基

础知识

３ １ ２ 芯片电学参数与

氧化、 扩散工艺关系

３ １ ３ 氧化、 扩散工艺

实验报告的撰写方法

３ １ ４ 氧化、 扩散操作

指导书的编写方法

３ １ ５ 工艺文件编写要

求

３ １ ６ 设备改造与采购

验收知识

７６
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

３
氧
化
扩
散

３ ２ 质量

检查

３ ２ １ 能判断芯片设计是

否与氧化、 扩散工艺能力相

符

３ ２ ２ 能测量氧化、 扩散

后的晶圆片的氧化层厚度、
方块电阻、 结深、 ＰＮ 结及

器件的击穿与漏电等性能ꎬ
判断氧化、 扩散工艺是否满

足芯片要求

３ ２ ３ 能发现氧化、 扩散

工艺的潜在质量隐患ꎬ 并对

其严重程度做出判断ꎬ 提出

更改或重点监控的方案

３ ２ ４ 能核实氧化扩散质

量问题ꎬ 根据需求状况提出

氧化扩散工艺能力提升建议

３ ２ １ 工艺与设计模型

基础知识

３ ２ ２ 潜在问题的发现

与处置方法

３ ２ ３ 氧化、 扩散工艺

的适用范围与要求

３ ２ ４ 半导体工艺氧化、
扩散方法与工艺技术

８６
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

４
化
学
气
相
淀
积

４ １ 工艺

操作

４ １ １ 能根据芯片结构设

计及参数等要求确定化学气

相淀积工艺条件

４ １ ２ 能对待采用的新技

术、 新材料、 新设备及新器

件设计等进行工艺实验ꎬ 判

断工艺是否可行

４ １ ３ 能制订化学气相淀

积工艺操作指导书ꎬ 并对化

学气相淀积工艺文件的符合

进行检查

４ １ ４ 能编写化学气相淀

积工艺实验报告

４ １ ５ 能解决化学气相淀

积过程中出现的工艺与质量

问题或提出解决问题的方案

与建议

４ １ ６ 能对化学气相淀积

设备改造、 采购与验收提出

工艺操作类建议

４ １ １ 介质层杂质含量

及厚度与器件击穿电压和

漏电的关系

４ １ ２ 化学气相淀积工

艺实验报告的撰写方法

４ １ ３ 晶体管原理与制

造知识

４ １ ４ 化学气相淀积操

作指导书及工艺文件的编

写方法

４ １ ５ 设备改造与采购

验收知识

９６
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

４
化
学
气
相
淀
积

４ ２ 质量

检查

４ ２ １ 能判断芯片设计是

否与化学气相淀积工艺能力

相符

４ ２ ２ 能测量化学气相淀

积后介质层的厚度、 折射

率、 应力、 抗击穿能力等参

数ꎬ 判断化学气相淀积工艺

是否满足芯片要求

４ ２ ３ 能发现化学气相淀

积工艺潜在质量隐患ꎬ 并对

其严重程度做出判断ꎬ 提出

更改或重点监控的方案

４ ２ ４ 能核实化学气相淀

积工艺的质量问题ꎬ 根据需

求状况提出化学气相淀积工

艺能力提升的建议

４ ２ １ 工艺与设计模型

基础知识

４ ２ ２ 潜在质量问题发

现与处置方法

４ ２ ３ 质量管理体系对

质量问题的处置规定

４ ２ ４ 芯片工艺对介质

层质量要求

４ ２ ５ 化学气相淀积工

艺原理

０７
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

５
光
刻

５ １ 工艺
操作

５ １ １ 能根据版图结构设
计及工艺现状等要求确定光
刻工艺条件

５ １ ２ 能针对新技术、 新
设备、 新材料、 新产品要求
进行光刻工艺实验

５ １ ３ 能编写光刻工艺实
验报告

５ １ ４ 能解决光刻过程中
的工艺操作质量问题或对问
题的解决提出方案与建议

５ １ ５ 能制订光刻工艺操
作指导书并对工艺文件的符
合性进行检查

５ １ ６ 能 对 光 刻 设 备 改
造、 采购与验收提出工艺操
作类建议

５ １ １ 版图设计基础知
识

５ １ ２ 光刻工艺实验报
告的编写方法

５ １ ３ 光刻工艺操作指
导书的编写方法

５ １ ４ 光刻工艺原理
５ １ ５ 设备改造、 采购

验与收知识

５ ２ 质量
检查

５ ２ １ 能判断芯片设计是
否与光刻工艺能力相符

５ ２ ２ 能判断光刻版是否
有缺陷

５ ２ ３ 能分析光刻操作过
程中出现的质量问题ꎬ 并对
暂时无法解决的问题进行跟
踪

５ ２ ４ 能发现光刻工艺潜
在质量隐患ꎬ 并对其严重程
度做出判断ꎬ 提出更改或重
点监控的方案

５ ２ ５ 能核实光刻工艺的
质量问题ꎬ 根据需求状况提
出光刻工艺能力提升的建议

５ ２ １ 芯片制造过程中
光刻工艺的地位及重要性

５ ２ ２ 对准偏差及刻蚀
偏差对不同器件的影响

５ ２ ３ 光刻工艺质量问
题的闭环处理要求

５ ２ ４ 潜在问题的发现
与处置方法

１７
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

６
刻
蚀

６ １ 工艺

操作

６ １ １ 能根据芯片图形结

构、 掩膜层性质及工艺现状

等要求ꎬ 判断刻蚀技术是否

能满足芯片加工要求

６ １ ２ 能针对新技术、 新

材料、 新设备、 新产品要求

进行刻蚀工艺实验

６ １ ３ 能编写刻蚀工艺实

验报告

６ １ ４ 能解决刻蚀过程中

的工艺操作质量问题或对问

题的解决提出方案与建议

６ １ ５ 能测量刻蚀后的图

形参数ꎬ 判断图形加工精度

及工艺偏差是否满足芯片设

计要求

６ １ ６ 能制订刻蚀工艺操

作指导书并对工艺文件的符

合性进行检查

６ １ ７ 能对刻蚀设备的改

造、 采购与验收提出工艺操

作类建议

６ １ １ 刻蚀工艺实验报

告编写方法

６ １ ２ 刻蚀偏差对器件

性能的影响关系

６ １ ３ 刻蚀工艺操作指

导书的编写方法

６ １ ４ 质量管理体系的

要求

６ １ ５ 文实相符性及可

操作性检查要求

６ １ ６ 新技术、 新材料、
新设备、 新产品管理规定

２７
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

６
刻
蚀

６ ２ 质量

检查

６ ２ １ 能判断芯片设计与

刻蚀工艺能力是否相符

６ ２ ２ 能分析刻蚀操作过

程中出现的质量问题ꎬ 并对

暂时无法解决的问题进行跟

踪

６ ２ ３ 能发现刻蚀工艺潜

在质量隐患ꎬ 并对其严重程

度做出判断ꎬ 提出更改或重

点监控的方案

６ ２ ４ 能核实刻蚀工艺的

质量问题ꎬ 根据需求状况提

出刻蚀工艺能力提升的建议

６ ２ １ 刻蚀深度、 形貌

与芯片加工成品率的关系

６ ２ ２ 现场质量管理小

组活动常用方法

６ ２ ３ 问题复现与改进

的方法

６ ２ ４ 统计过程控制理

论基础

３７
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

７
离
子
注
入

７ １ 工艺

操作

７ １ １ 能根据芯片结构设

计及参数等要求确定离子注

入工艺条件

７ １ ２ 能解决离子注入操

作过程中出现的工艺及质量

问题或对问题的解决提出方

案与建议

７ １ ３ 能制订离子注入工

艺的操作指导书并对离子注

入工艺文件的符合性进行检

查

７ １ ４ 能对新技术、 新器

件、 新材料、 新设备进行工

艺实验

７ １ ５ 能对离子注入工艺

的设备改造与采购验收提出

工艺操作方面的建议

７ １ ６ 能编写离子注入工

艺实验报告

７ １ １ 问题的分析与定

位及解决方法

７ １ ２ 离子注入工艺操

作指导书的编写方法

７ １ ３ 离子注入工艺及

设备的主要工艺参数及与

芯片性能的关系

７ １ ４ 工艺实验报告撰

写方法

４７
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

７
离
子
注
入

７ ２ 质量

检查

７ ２ １ 能判断芯片设计与

离子注入工艺能力是否相符

７ ２ ２ 能对上报的离子注

入工艺操作类问题进行复查

确认

７ ２ ３ 能确认离子注入晶

圆片的角度是否满足加工要

求

７ ２ ４ 能进行离子注入工

艺控制参数的检测、 分析ꎬ
判断工艺条件是否达到设计

要求

７ ２ ５ 能发现离子注入工

艺潜在的隐患ꎬ 并做出判

断ꎬ 提出改进或重点监视的

方案

７ ２ ６ 能对确认离子注入

工艺的设备验证参数及内容

进行把关

７ ２ ７ 能核实离子注入工

艺的质量问题ꎬ 根据需求状

况提出离子注入工艺能力提

升的建议

７ ２ １ 离子注入特殊过

程的管理规定

７ ２ ２ 离子注入工艺评

价指标要求

７ ２ ３ 离子注入潜在问

题的发现与处置方法

７ ２ ４ 离子注入工艺原

理

７ ２ ５ 芯片设计及工艺

制造知识

７ ２ ６ 离子注入机的构

成与功能模块的作用及调

控基础知识

５７
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

８
退
火

８ １ 工艺

操作

８ １ １ 能解决退火操作过

程中出现的工艺及质量问题

或对问题的解决提出方案与

建议

８ １ ２ 能制订退火工艺的

操作指导书并对退火工艺文

件的符合性进行检查

８ １ ３ 能采用新技术、 新

设备、 新材料等开展退火工

艺实验

８ １ ４ 能编写工艺实验报

告

８ １ ５ 能对退火工艺的设

备改造或设备采购与验收提

出工艺操作类方面的建议

８ １ １ 芯片设计基础知

识

８ １ ２ 退火工艺原理

８ １ ３ 工艺实验报告撰

写要求

８ １ ４ 退火操作指导书

的编写与要求

８ １ ５ 工艺文件的编写

方法

６７
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续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

８
退
火

８ ２ 质量

检查

８ ２ １ 能判断芯片设计与

退火工艺能力是否相符

８ ２ ２ 能对上报的退火工

艺操作类问题进行复查确认

８ ２ ３ 能确认不同退火方

式及参数控制对晶圆片加工

质量的影响

８ ２ ４ 能进行退火工艺控

制参数的检测、 分析ꎬ 判断

退火工艺是否达到设计要求

８ ２ ５ 能发现退火工艺潜

在的隐患ꎬ 并做出判断ꎬ 提

出改进或重点监视的方案

８ ２ ６ 能对退火工艺的设

备验证参数及内容进行把关

８ ２ ７ 能核实退火工艺的

质量问题ꎬ 并根据需求状况

提出退火工艺能力提升的建

议

８ ２ １ 问题核实与复查

要求

８ ２ ２ 退火工艺评价指

标要求

８ ２ ３ 退火工艺潜在质

量问题发现与判断准则

８ ２ ４ 退火设备工艺验

证方法

８ ２ ５ 质量管理体系对

生产提供的控制要求

８ ２ ６ 退火工艺质量问

题控制与反馈要求

８ ２ ７ 离子注入与退火

工艺原理

７７

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

９
电
子
真
空
镀
膜

９ １ 工艺

操作

９ １ １ 能根据芯片结构设

计及参数等要求确定电子真

空镀膜工艺条件

９ １ ２ 能解决电子真空镀

膜工艺的操作类质量问题或

对问题的解决提出方案与建

议

９ １ ３ 能采用新技术、 新

设备、 新材料、 新产品开展

电子真空镀膜的工艺实验

９ １ ４ 能编写电子真空镀

膜工艺实验报告

９ １ ５ 能制订电子真空镀

膜工艺操作指导书ꎬ 并对电

子真空镀膜的工艺文件的符

合性进行检查

９ １ ６ 能对电子真空镀膜

设备进行性能参数及功能的

验证ꎬ 判断是否满足电子真

空镀膜要求

９ １ ７ 能对电子真空镀膜

的设备改造或设备采购与验

收提出工艺操作方面的建议

９ １ １ 电子真空镀膜工

艺原理

９ １ ２ 工艺实验报告撰

写方法

９ １ ３ 工艺操作指导书

编写方法

９ １ ４ 电子真空镀膜工

艺及设备验证方法与技术

要求

９ １ ５ 多层镀膜体系对

电子真空镀膜工艺的控制

要求

９ １ ６ 电子真空镀膜对

芯片质量的影响

９ １ ７ 电子真空镀膜设

备改造与采购验收知识

８７

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

９
电
子
真
空
镀
膜

９ ２ 质量

检查

９ ２ １ 能判断芯片设计与

电子真空镀膜工艺能力是否

相符

９ ２ ２ 能发现电子真空镀

膜工艺潜在的质量隐患ꎬ 并

对其严重程度做出判断ꎬ 提

出更改或重点监视的方案

９ ２ ３ 能对上报的电子真

空镀膜工艺操作类问题进行

复查确认

９ ２ ４ 能根据电子真空镀

膜对材料的消耗估算是否需

要加源或换靶

９ ２ ５ 能对电子真空镀膜

工艺的设备验证参数及内容

进行把关

９ ２ ６ 能核实电子真空镀

膜工艺的质量问题ꎬ 根据需

求状况提出电子真空镀膜工

艺能力提升的建议

９ ２ １ 电子真空镀膜指

标要求与性能提升控制

９ ２ ２ 工艺实验结果审

查要求

９ ２ ３ 电子真空镀膜工

艺潜在问题的发现与处置

方法

９ ２ ４ 质量管理体系的

要求

９ ２ ５ 电子真空镀膜设

备验证规范

９７

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１０
半
导
体
器
件
和
集
成
电
路
电
镀

１０ １ 工艺

操作

１０ １ １ 能根据芯片结构

设计及参数等要求确定电镀

工艺条件

１０ １ ２ 能解决电镀工艺

操作类质量问题或对问题的

解决提出方案与建议

１０ １ ３ 能根据对电镀层

的要求优化调整电镀液的配

比

１０ １ ４ 能 采 用 新 技 术、
新设备、 新材料、 新产品开

展电镀工艺的工艺实验

１０ １ ５ 能编写电镀工艺

实验报告

１０ １ ６ 能制订电镀工艺

操作指导书ꎬ 并对电镀工艺

文件的符合性进行检查

１０ １ ７ 能对电镀设备改

造或设备采购与验收提出工

艺操作类方面的建议

１０ １ １ 芯片电镀工艺原

理

１０ １ ２ 电镀对芯片质量

的影响

１０ １ ３ 工艺实验报告撰

写方法

１０ １ ４ 工艺操作指导书

编写方法

１０ １ ５ 电镀液配方及配

制技术秘密控制要求

１０ １ ６ 文实相符性及可

操作性检查要求

０８

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１０
半
导
体
器
件
和
集
成
电
路
电
镀

１０ ２ 质量

检查

１０ ２ １ 能判断芯片设计

与电镀工艺能力是否相符

１０ ２ ２ 能发现电镀工艺

潜在的质量隐患ꎬ 并对其严

重程度做出判断ꎬ 提出更改

或重点监视的方案

１０ ２ ３ 能对上报的电镀

工艺操作类问题进行复查确

认

１０ ２ ４ 能对电镀工艺的

设备验证参数及内容进行把

关

１０ ２ ５ 能对电镀后的芯

片状况进行跟踪ꎬ 判断电镀

技术是否能满足芯片加工要

求

１０ ２ ６ 能核实电镀工艺

的质量问题ꎬ 根据需求状况

提出电镀工艺能力提升的建

议

１０ ２ １ 芯片电极质量对

电镀层的要求

１０ ２ ２ 电镀工艺潜在问

题的发现与处置方法

１０ ２ ３ 电镀工艺特殊过

程的管理规定

１０ ２ ４ 质量管理体系的

要求

１０ ２ ５ 电镀设备工艺验

证规范

１０ ２ ６ 电镀液质量控制

与调控要求

１８

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１１
培
训
及
管
理

１１ １ 培训

指导

１１ １ １ 能指导二级 /技师

及以下人员的工艺工作

１１ １ ２ 能对工艺基础知

识与操作技能进行答疑解惑

１１ １ ３ 能讲授判断防静

电设施是否有效的常规方

法ꎬ 并监督判断设施是否有

效

１１ １ ４ 能讲授人员技术

水平、 工艺设备、 工艺方

法、 原材料、 环境条件、 测

试方法与产品指标的联系

１１ １ ５ 能讲授芯片制造

对洁净技术的要求与管控

１１ １ ６ 能编写培训大纲、
培训讲义

１１ １ １ 培训改进教案编

写方法

１１ １ ２ 答疑解惑的方法

与技巧

１１ １ ３ 静电产生及危害

与消除方法

１１ １ ４ 芯片制造与洁净

厂房控制的基础知识

１１ １ ５ 质量管理体系要

求知识

２８

职业编码: ６－２５－０２－０５



续表

职业

功能
工作内容 技能要求 相关知识要求

１１
培
训
及
管
理

１１ ２ 管理

１１ ２ １ 能对工艺实验及

生产过程控制与管理提出建

议

１１ ２ ２ 能进行工艺质量

成本的分析

１１ ２ ３ 能对工艺技术保

密工作提出建议

１１ ２ ４ 能对现场质量管

理活动提供常用的管理方法

与分析工具及答疑解惑

１１ ２ ５ 能对洁净环境的

改进与洁净区控制及改造、
建设、 验收提出建议

１１ ２ ６ 能对操作人员的

操作质量与工作是否满负荷

给出建议

１１ ２ ７ 能对稳定生产与

工艺受控提出改进建议

１１ ２ ８ 能进行工艺操作

类软件的维护与验证及部分

管理工作

１１ ２ １ 工艺实验指标与

节点控制要求

１１ ２ ２ 技术保密管理规

定

１１ ２ ３ 现场质量管理活

动知识

１１ ２ ４ 工时与工作量统

计方法

１１ ２ ５ 工艺维稳、 受控

及提升的管理与技术方法

１１ ２ ６ 工艺操作类软件

的维护与验证管理规定

３８

职业编码: ６－２５－０２－０５
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